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Tietokoneen kasittely

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin ilmoiteta, kussakin
taman asiakirjan menetelméssa oletetaan seuraavien pitédvan paikkansa:

Lue lisatiedot tietokoneen mukana toimitetuista turvaohjeista.

Osa voidaan vaihtaa tai — jos se on ostettu erikseen — asentaa suorittamalla poistotoimet kdanteisessa jarjestyksessa.

@ HUOMAUTUS: Irrota kaikki virtaldhteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet lopettanut
tietokoneen sisdosien kasittelemisen, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen
kytkemista pistorasiaan.

A VAARA: Ennen kuin teet mitaan toimia tietokoneen sisilla, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisda
turvallisuusohjeita on Regulatory Compliance -sivulla.

: Monet korjaustoimista saa tehda vain valtuutettu huoltohenkild. Voit tehda vain vianmaaritysta ja sellaisia
yksinkertaisia korjaustoimia, joihin sinulla tuoteoppaiden mukaan on lupa tai joihin saat opastusta verkon tai puhelimen
vilityksella huollosta tai tekniselta tuelta. Takuu ei kata huoltotditd, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama
huoltoliike. Lue tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niita.

: Maadoita itsesi kdayttamalla maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa olevaa
maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitinta.

: Kisittele osia ja kortteja varoen. Ali kosketa kortin osia tai kontakteja. Pitele korttia sen reunoista tai
metallisista kiinnikkeista. Pitele osaa, kuten suoritinta, sen reunoista, ei sen nastoista.

: Kun irrotat johdon, veda liittimesta tai vetokielekkeest4, ei johdosta itsestaidn. Joidenkin johtojen liittimissa
on lukituskieleke; jos irrotat téllaista johtoa, paina lukituskieleketta ennen johdon irrottamista. Kun vedat liittimet
erilleen, pida ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivat vioitu. Lisdksi, ennen kuin kiinnitat johdon, tarkista ettd molemmat
liitdnnat ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.

®| HUOMAUTUS: Tietokoneen ja joidenkin komponenttien véri saattaa poiketa ndissa ohjeissa esitetyista.

: Jarjestelma sammuu, jos sivukannet irrotetaan jarjestelman ollessa paalla. Jarjestelma ei kdaynnisty, jos
sivukansi on pois paikaltaan.

: Jarjestelma sammuu, jos sivukannet irrotetaan jarjestelman ollessa paalla. Jarjestelma ei kdynnisty, jos
sivukansi on pois paikaltaan.

: Jarjestelma sammuu, jos sivukannet irrotetaan jarjestelman ollessa paalla. Jarjestelma ei kdynnisty, jos
sivukansi on pois paikaltaan.

Turvatoimenpiteet

Noudata seuraavissa osioissa kuvailtuja turvatoimenpiteitd asentaessasi osia tai purkaessasi/kootessasi jarjestelmaa:

Sammuta jérjestelma ja kaikki siinen liitetyt oheislaitteet.

Irrota jarjestelma ja siihen liitetyt oheislaitteet verkkovirrasta ja irrota akku.

Irrota jérjestelmésta kaikki verkko-, puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit.

Vélta sdhkostaattiset purkaukset (ESD) kayttdmalla maadoitusranneketta ja -mattoa, kun késittelet tietokoneen jarjestelmia.
Kun olet poistanut komponentin jarjestelmasta, aseta komponentti varovasti ESD-matolle.

Voit vahenta sahkdiskujen ja vakavien séhkdonnettomuuksien riskid kayttamalla kenkid, joissa on eristavat kumipohjat.
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Lepovirta

Lepovirtaa kayttavat Dell-tuotteet on irrotettava verkkovirrasta kokonaan ennen kotelon avaamista. Jarjestelmat, joissa kaytetaan
lepovirtaa, saavat virtaa myds sammutettuna. Sisdisen virran ansiosta jarjestelma voidaan etakaynnistaa (lahiverkkoaktivointi) ja asettaa
lepotilaan. Se mahdollistaa myds muiden edistyneiden virranhallintaominaisuuksien kayton.

Kun olet irrottanut jarjestelman verkkovirrasta ja ennen kuin irrotat osia, odota 30—45 sekuntia, jotta virtapiirien virta purkautuu.
Liittaminen

Liittdmisella yhdistetdan kaksi tai useampi maadoittava johdin samaan séhkdpotentiaaliin. Tdma suoritetaan ESD-kenttahuoltosarjan avulla.
Kun kytket litosjohtoa, varmista, etta se on liitetty paljaaseen metalliin eikd maalattuun tai muuhun kuin metallipintaan. Kiinnita ranneke

napakasti niin, ettd se on taysin kosketuksissa ihoosi, ja poista kellot, rannekorut, sormukset ja muut korut ennen kuin liitdt itsesi
laitteistoon.

Kuva 1. Asianmukainen liittaminen

Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta

Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta on erittain térkeaa kasiteltdessé sahkdkomponentteja ja varsinkin erittéain herkkia
komponentteja, kuten laajennuskortteja, suorittimia, DIMM-muistimoduuleita ja emolevyjé. Erittéin pienetkin purkaukset voivat vahingoittaa
piirejd monin tavoin, joiden seurauksia ei valttamattd huomaa. N&itd voivat olla esimerkiksi satunnaisesti ilmenevat ongelmat tai tuotteen
lyhentynyt kayttoika. Kun teollisuudessa keskitytdan energiavaatimusten pienentédmiseen ja yha pienempiin kokoihin, suojautuminen
séhkdstaattisilta purkauksilta tulee entistakin tarkedmmaksi.

Koska Dellin tuotteissa kaytetyt puolijohteet ovat yhéa tihedmpid, herkkyys staattisille vaurioille on nyt suurempi kuin aiemmissa Dell-
tuotteissa. Tasta syysta jotkin aiemmin hyvaksytyt osien kasittelytavat eivat enda pade.

Sahkdstaattisten purkausten kaksi tunnettua tyyppié ovat katastrofaaliset ja satunnaisesti ilmenevat viat.
Katastrofaalinen — Vaurion vuoksi laitteen toiminta loppuu valittdmasti. Katastrofaalinen vika voi tapahtua esimerkiksi, kun DIMM-
muistimoduuli saa staattisen iskun ja antaa No POST/No Video -virheen seka viallisesta muistista johtuvan &énimerkin.
@l HUOMAUTUS: Noin 20 prosenttia sahkostaattisiin purkauksiin liittyvista vioista on katastrofaalisia.
Satunnaiset — DIMM-muisti saa staattisen iskun, mutta seuranta vain heikkenee eika valittémasti aiheuta vikaan liittyvid, ulospain

nakyvia oireita. Heikentyneen muistijalien seurausten iimenemiseen voi menna viikkoja tai kuukausia. Sillé valin se voi aiheuttaa muistin
eheyden heikkenemista, satunnaisia muistivirheita jne.

@ HUOMAUTUS: Noin 80 prosenttia sdahkostaattisiin purkauksiin liittyvista vioista on satunnaisia. Satunnaisesti
ilmenevien vikojen suuri maara tarkoittaa, ettd vikaa ei useimmiten huomata heti sen syntyessa.

Satunnaisesti iimeneva vika (kutsutaan myds piilevaksi tai "walking wounded" -viaksi) on vikatyyppi, jota on vaikeampi havaita ja jolle on
vaikeampi tehda vianmaaritys. Seuraava kuva esittdd satunnaisen vian aiheuttamaa vauriota DIMM-muistin reittiin. Vaikka muisti on
vioittunut, sen oireet eivat valttdmatta aiheuta ongelmia tai pysyvaa vikaa valittdmasti.
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Kuva 2. Satunnainen liitosjohdon vaurio

Voit estaa sdhkdstaattisista purkauksista aiheutuvat viat seuraavasti:
Kayta asianmukaisesti maadoitettua sdhkdstaattisilta purkauksilta suojaavaa rannenauhaa.
Langattomien maadoitusrannekkeiden kayttd ei enaa ole sallittua, silld ne eivat anna riittédvaa suojaa.

Kotelon koskettaminen ennen osien kasittely ei takaa riittdvaa suojausta séhkdstaattisilta purkauksilta niiden osien osalta, jotka ovat
naille purkauksille erityisen herkkia.

Kuva 3. Maadoitus koskettamalla kotelon paljasta metallia (ei hyvaksyttava)

Kasittele kaikkia sdhkostaattisesti herkkia osia staattiselta séhkaolta suojatulla alueella. Jos mahdollista, kayta antistaattisia lattia-alustoja
ja tydpdydan alustoja.

Kun kasittelet staattiselle sahkolle herkkia osia, pida kiinni niiden reunoista alaka paalta. Ala koske nastoja tai piirilevyja.

Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, &la poista sité antistaattisesta pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.
Varmista ennen antistaattisen pakkauksen purkamista, etté olet poistanut staattisen sahkon kehostasi.

Ennen kuin kuljetat séhkdstaattisesti herkkaa osaa, pane se ensin antistaattiseen rasiaan tai pakkaukseen.

ESD-kenttahuoltosarja

Valvomaton kenttahuoltosarja on kentt&huoltosarjoista yleisin. Kenttahuoltosarja koostuu kolmesta p&éosasta: antistaattisesta matosta,
rannekkeesta ja litosjohdosta.

Kuva 4. ESD-kenttahuoltosarja
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Antistaattinen matto hajaannuttaa séhkdvarauksen, joten osia voidaan asettaa turvallisesti sen paélle huollon aikana. Kun kaytat
antistaattista mattoa, rannekkeen tulee olla tiukasti kiinni ja sen liitosjohdon pitéé olla kytketty kasiteltdvan jarjestelman metallipintaan. Kun
kenttahuoltosarja on otettu kayttdén asianmukaisesti, voit poistaa osia ESD-pusseista ja asettaa ne maton paalle. Ala pida staattiselle
séhkolle herkkia osia muualla kuin kadessési, ESD-matolla, jarjestelmassé tai ESD-pussissa.

Kuva 5. Antistaattinen matto

Ranneke ja litosjohto voidaan kiinnittédé suoraan ranteeseesi ja laitteiston paljaaseen metallipintaan, jos ESD-mattoa ei tarvita. Kiinnita johto
laitteistoon ja antistaattiseen mattoon, jos aiot asettaa osia valiaikaisesti matolle. Ranneke ja johto kytkevét ihosi, ESD-maton ja laitteiston
toisiinsa. T4t4 kutsutaan litokseksi. Kayta ainoastaan rannekkeesta, matosta ja litosjohdosta koostuvaa kenttahuoltosarjaa. Ala koskaan
kéyta langatonta ranneketta.

Muista, ettd rannekkeen siséiset johtimet kuluvat ja vahingoittuvat ajan myo6ta. Voit valttdd ESD:n aiheuttamat tahattomat laitteistovauriot
tarkistamalla rannekkeen saanndllisesti asianmukaisella testerilla. Suosittelemme testaamaan rannekkeen ja litosjohdon vahintaan kerran
viikossa.

Taulukko 1. Rannekkeet

Ranneke ja liitosjohto Langaton ESD-ranneke (ei hyvaksyttava)

ESD-rannekkeen testeri

ESD-rannekkeen sisaiset johtimet kuluvat ajan my&ta. Jos kaytat valvomatonta huoltosarjaa, suosittelemme testaamaan rannekkeen
sédanndllisesti ennen jokaista huoltopyyntda tai vahintéén kerran viikossa. Rannekkeen testaus on helpointa suorittaa ranneketesterin avulla.
Jos kaytdssasi ei ole omaa ranneketesteria, kysy aluetoimistoltasi, voivatko he lainata sinulle testerid. Suorita testi laittamalla ranneke
kateesi, kytkemalld rannekkeen liitosjohto testeriin ja painamalla testerin painiketta. Vihred merkkivalo ilmaisee testin onnistuneen. Punainen
merkkivalo ja &8nimerkki ovat merkki testin epdonnistumisesta.
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Kuva 6. Rannekkeen testeri

Eristeet

On darimmaisen tarkeda pitaa staattiselle sahkolle herkat laitteet, kuten muoviset jadhdytyselementtien kuoret, erillaan eristeina toimivista
sisdisisté osista, joissa saattaa olla merkittdva sahkdvaraus.

Taulukko 2. Eriste-elementtien asettaminen

Ei hyvaksyttava — DIMM-moduuli eristavan osan pailla Hyvaksyttava — DIMM-moduuli erilldan eristdvasta osasta
(muovinen jadhdytyselementin suojus)

3

Huomioi tyoymparisto

Ennen kuin otat ESD-kenttahuoltosarjan kayttddn, arvioi tydymparistdsi asiakkaan toimipisteessa. Kenttahuoltosarjan kayttd esimerkiksi
palvelinta huollettaessa poikkeaa kannettavan tai pdytakoneen huollosta. Palvelimet on yleensé asennettu konesalissa olevaan kehikkoon,
kun taas kannettavia ja pdytakoneita kaytetdan yleensé toimistoissa tai karsinoissa.

Pyri tydskentelemaan laajalla, tasaisella alueella, josta on poistettu ylimaaraiset tavarat ja jossa voit kdyttaa korjattavalle jarjestelmalle
sopivaa ESD-kenttéhuoltosarjaa. Tybalueella ei saa olla eristeit, jotka saattaisivat aiheuttaa sdhkdstaattisen purkauksen. Siirré tyoalueella
olevat styroksi- ja muut muovikappaleet vahintdan 30 cm:n paédhan staattiselle sahkolle herkista osista, ennen kuin kasittelet laitteiston osia.

ESD-pakkaukset

Kaikki staattiselle séhkdlle herkat osat on toimitettava antistaattisessa pakkauksessa. Suosittelemme kayttdmaan metallisuojuksin
varustettuja pusseja. Palauta vioittuneet osat aina samassa ESD-pussissa ja -pakkauksessa, jossa korvaava osa toimitettiin. Taita ESD-
pussi, teippaa se kiinni ja kdytd samaa vaahtomuovimateriaalia ja laatikkoa, jossa korvaava osa toimitettiin.

Staattiselle sahkdlle herkat osat saa poistaa pakkauksesta vain ESD-suojatulla tydalustalla. Ald aseta osia ESD-pussin paalle, silla vain pussin
sisdpinta on suojattu. Pida osia kddessési, ESD-matolla, jarjestelmassé tai antistaattisessa pussissa.

10 Tietokoneen kasittely



Kuva 7. ESD-pakkaukset

Herkkien osien kuljettaminen

Staattiselle sahkolle herkat osat, kuten varaosat tai Dellille palautettavat osat, on kuljettava antistaattisissa pusseissa.

ESD-suojauksen yhteenveto

Suosittelemme kenttahuoltoteknikoita kayttamaan perinteista, johdollista ESD-maadoitusranneketta ja antistaattista mattoa aina Dell-
tuotteita huollettaessa. Liséksi on 88rimmaisen tarke&d, etté herkét osat pidetéén erilldén eristévista osista huollon aikana ja ettd herkat
osat kulietetaan antistaattisissa pusseissa.

Tarvikkeiden nostaminen

@ HUOMAUTUS: Al4 nosta yli 25 kilon kuormia yksin. Pyyda apua vahintdan yhdeltd muulta henkildlta tai kdyta mekaanista
nostoviélinetta.

Noudata seuraavia ohjeita nostaessasi tarvikkeita:

Varmista, etta seisot tukevasti. Pida jalkasi erilldén ja kddnna varpaat ulospéin.

Koukista polviasi. Al kumarru.

Jannita vatsalihaksesi. Vatsalihakset tukevat selkdrankaa noston aikana, mika vahentéa selkdan kohdistuvaa rasitusta.

Nosta jaloilla, dla selalla.

Pida kuorma lahelld kehoasi. Mité lahempané selkérankaa kuorma on, sité pienempi voima selkaéasi kohdistuu.

Pida selkasi pystysuorana niin kuormaa nostaessa kuin laskiessakin. Ala lisda omaa painoasi kuormaan. Ala kierra kehoasi ja selkaasi.
LLaske kuorma alas seuraamalla ohjeita kdanteisessé jarjestyksessa.

NOONGN S

Tietokoneen sammuttaminen
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Tietokoneentabletin tabletin sammuttaminen - Windows

: Voit valttaa tietojen menettamisen tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja poistumalla
avoimista ohjelmista, ennen kuin sammutat tietokoneen tai irrotat takakannen.

1. Napsauta tai napauta E

|
2. Napsauta tai napauta O ja napsauta tai napauta sitten Sammuta.

HUOMAUTUS: Tarkista, etta tietokone ja kaikki siihen kytketyt laitteet on sammutettu. Jos tietokone ja siihen
kytketyt laitteet eivdat sammuneet automaattisesti kdyttojarjestelman sammuessa, sammuta ne painamalla
virtapainiketta noin 6 sekuntia.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

Varmista, etta tydtaso on tasainen ja puhdas, jotta tistokoneen kuori ei naarmuunnu.
Sammuta tietokone.
Jos tietokone on kiinnitetty telakointilaitteeseen, irrota se telakoinnista.

N N

Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta (jos saatavilla).
: Jos tietokoneessa on RJ45-portti, irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta.

Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet séhkdpistorasiasta.

o o

Avaa néytto.
7. Pida virtapainiketta painettuna pari sekuntia emolevyn maadoittamiseksi.

: Irrota tietokone sdhkopistorasiasta ennen vaiheen 8 suorittamista, jotta et saa sahkoiskua.

: Maadoita itsesi kdyttamalla maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa
olevaa maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitinta.

8. Poista kaikki asennetut ExpressCard- tai dlykortit paikoistaan.

Tietokoneen kasittelemisen jalkeen

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittaa ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.

: Jotta tietokone ei vioittuisi, kdyta ainoastaan tille tietylle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Al3 kdyta
muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

1. Kiinnitd ulkoiset laitteet, kuten portintoistin ja litdntdalusta, ja liitd kaikki kortit, kuten ExpressCard.
2. Kiinnita tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

: Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Kiinnita tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sdhkdpistorasiaan.
4, Kaynnista tietokone.
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Tekniikka ja komponentit

Téassa kappaleessa késitellaéan jarjestelman sisaltamaa tekniikkaa ja komponentteja.
Aiheet:

UEFI BIOS

DDR4
Naytdnohjainvaintoehdot
SSD-levy

HDMI 1.4 a

Akkutiedot

USB:n ominaisuudet

USB Type-C
Muistikortinlukija
Ohjelmisto ja vianmaaritys
Tietokoneen sammuttaminen

UEFI BIOS

UEFI on lyhenne sanoista Unified Extensible Firmware Interface. UEFI maarittaa tietokoneen kayttsjarjestelmien ja alustan laiteohjelmiston
valisen littyman uuden mallin. Liittymé koostuu alustaan liittyvia tietoja siséltavista tietotaulukoista seka kaynnistyksen ja suorituksen
aikaisista palvelupyynndista, joita kdyttojariestelma ja sen latausohjelmisto kayttavat. Nama muodostavat yhdessa standardoidun
ymparistdn kayttojarjestelman kdynnistémiseen ja kdynnistysta edeltavien sovellusten suorittamiseen. Sovellusten koodaustapa on eras
BIOS:in ja UEFI:n oleellisimmista eroista. Assembler-kaantajaa kaytetaan koodattaessa toimintoja tai sovelluksia BIOS:ille. UEFI:n
ohjelmointiin kaytetdan korkeamman tason kielikoodia.

Dellin UEFI BIOS -toteutus korvaa tulevaisuudessa aiemmat kaksi BIOS-maaritysta niin kannettavissa kuin pdytéatietokoneissakin
yhdistamalla ne UEFI BIOS -maaritykseksi.

Tarkeita tietoja

Perinteisen BIOS:in ja UEFI BIOS:in valilla ei ole eroja, ellei BIOS:in kdynnistysluettelon vaihtoehdoista valita UEFI-vaihtoehtoa. Sen avulla
kayttéja voi luoda UEFI-kdynnistysvaihtoehtoluettelon manuaalisesti ilman, etté se vaikuttaa aiempaan kaynnistysjarjestysluetteloon. UEFI
BIOS:in kayttéonoton mydtd muutokset koskevat 18hinné valmistustyokaluja ja -toimintoja, ja vaikutus asiakkaan kayttdtapauksiin on
véhéinen.

Huomioi seuraavat asiat:

Jos (ja VAIN jos) asiakkaalla on UEFI-kéynnistyslaite (optinen laite tai USB-tallennuslaite), kertak&ynnistysvalikon lisdosiossa ndytetdan
UEFI-kaynnistysvaihdot. Asiakas voi ndhda tdman vaihtoehdon, jos UEFI-kaynnistyslaite on litetty ja UEFI-kdynnistysvaihtoehto on
maéritetty manuaalisesti "Kaynnistysjakso”-asetuksissa.

Miten huoltotunnus/omistajuusmerkinta vaihdetaan?

Kun huoltoteknikko vaihtaa emolevyn, huoltotunnus on kirjattava jarjestelman uudelleenkaynnistyksen yhteydessa. Jos huoltotunnusta ei
kirjata, jarjestelman akku ei ehka lataudu. Taman vuoksi oikean huoltotunnuksen kirjaaminen on aarimmaisen tarkeda. Jos kirjataan vaara
huoltotunnus, teknikon on tilattava uusi korvaava emolevy.

Miten omistajuusmerkinnan tietoja muutetaan?

Omistajuusmerkinnan tietoja voidaan muuttaa jollakin seuraavista ohjelmistotytkaluista:

Kannettavien laitteiden Dell Command Configure -tyokalusarja
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Jos asiakas ilmoittaa omistajuusmerkinnan olevan jo taytetty jarjestelman BlIOS:issa emolevyn vaihtamisen jalkeen, merkinta on
tyhjennettava tai maaritettava. Asiakas voi ladata Dell Command Configure -tydkalun (DCC), joka mahdollistaa BIOS-asetusten
muokkaamisen, mukaan lukien omistajuusmerkinnan muuttamisen Windowsissa. Tyokalu toimii seka vanhoissa jérjestelmissa ettd uutta
UEFI BIOS -alustaa kayttavissa jarjestelmissa.

DDRA4

DDRA (double data rate, 4. sukupolvi) on DDR2- ja DDR3-muistitekniikan seuraaja. Se on edeltajidén nopeampi ja mahdollistaa jopa 512 Gt:n
kapasiteetin, kun DDR3:n enimmaiskapasiteetti on 128 Gt DIMM-moduulia kohti. Synkronoitu, dynaaminen DDR4-RAM-muistin ohjauskolo
poikkeaa SDRAM- ja DDR-muistien lovista, mik& estaa kayttsjaa asentamasta jarjestelméén vaaranlaisen muistimoduulin.

DDR4-muistin virrankulutus on 20 prosenttia alhaisempi (1,2 V) kuin DDR3:n, jonka toiminta vaatii 1,5 V:n virran. DDR4 tukee myds uutta
syvasammutustoimintoa, jonka ansiosta isdntalaite voidaan asettaa valmiustilaa paivittdmatta muistia. Syvdsammutustilan arvioidaan
véhentavan valmiustilan virrankulutusta 40-50 %.

Tietoja DDRA4:sta

Katso alta, miten DDR3- ja DDR4-muistimoduulit poikkeavat toisistaan:
Ohjauskolon paikkaero

DDRA4- ja DDR3-moduulien ohjauskolot sijaitsevat eri paikassa. Molemmissa muistimoduuleissa on ohjauskolo muistikannan puoleisella
sivulla, mutta DDR4:n kolon poikkeava paikka estdd moduulin asentamisen yhteensopimattomaan emolevyyn tai alustaan.

Kuva 8. Ohjauskolon ero

Paksuusero

DDRA4-moduulit ovat hieman DDR3-moduuleja paksumpia, mikd mahdollistaa useampien signaalikerrosten kaytén.

DDR4

Kuva 9. Paksuusero

Kaareva reuna

DDR4-moduulien kaareva reuna helpottaa moduulien asennusta ja vahent&a piirilevyyn kohdistuvaa voimaa asennuksen aikana.
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Kuva 10. Kaareva reuna

Muistivirheet

Muistivirheet ilmaistaan jarjestelmassé uudella 2 keltaista, 3 valkoista -virhekoodilla. Merkkivalo ei pala, jos kaikki muistimoduulit ovat
virheellisid. Jos epailet muistin olevan virheellinen, kokeile asentaa muistikantaan toimivaksi tietdmasi muistimoduuli. Joissain kannettavissa
tietokoneissa muistikanta saattaa sijaita jarjestelman pohjassa tai ndppaimiston alla.

Muistin ominaisuudet

Taméa kannettava tietokone tukee 4-32 Gt:n DDR4 SDRAM -muistia, jonka enimmaéisnopeus on 2 400 MHz KabyLake-suorittimilla ja 2 133
MHz Skylake-suorittimilla.

jarjestelmamuistin tarkistaminen

Windows 10

1. Napauta Windows-painiketta ja valitse Kaikki asetukset €§} > Jarjestelma.
2. Napauta Jarjestelma-valikossa Tietoja.

Windows 10

1. Kaynnista tyopoydaltd Oikopolut-palkki.
2. Valitse Ohjauspaneeli ja valitse sitten Jarjestelma.

Windows 7

Valitse Kdynnista - Ohjauspaneeli - Jarjestelma.

Jarjestelmamuistin tarkistaminen jarjestelman asennusohjelmassa
(BIOS)

1. Kaynnista (tai kynnistd uudelleen) jarjestelma.
2. Suorita seuraavat toiminnot, kun ndyttéon imestyy Dell-logo.

Nappaimistolld — Paina F2-ndppainté toistuvasti, kunnes Entering BIOS setup (siirrytdan BIOS-asennusohjelmaan) -viesti iimestyy.
Siirry k&ynnistysvalintavalikkoon painamalla F12 toistuvasti.

3. Valitse vasemmasta paneelista Asetukset Yleista Jarjestelmitiedot,
Muistitiedot esitetdan oikeassa paneelissa.

Muistin testaaminen ePSA:lla
1. Kéynnista tai kdynnistd uudelleen jarjestelmasi.
2. Tee jokin seuraavista, kun nayttoon iimestyy Dell-logo:

Paina néppaimistolla F12.
Jarjestelméa nayttaa kertakéynnistysvalikon. Avaa diagnostiikka yla- ja alanuolindppaimilla ja kdynnistéd ePSA painamalla Enter.

PSA (Pre Boot System Assessment) kaynnistyy jarjestelméassasi.
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HUOMAUTUS: Jos odotat liian kauan ja kayttojarjestelman logo tulee nakyviin, odota, kunnes ndyttoon tulee
Windowsin tyopoyta. Sammuta kannettava tietokone ja yrita uudelleen.

®

®| HUOMAUTUS: ePSA voidaan kadynnistdaa myos pitamalla Fn+ virtapainike painettuna.

Naytonohjainvaihtoehdot

Integroitu naytonohjain

Taulukko 3. Naytonohjaimen tekniset tiedot

Integroidun ndytdnohjaimen tekniset tiedot

Integroitu ndyténohjain Intel HD Graphics

Mailli Dell Latitude 3300

Vaylatyyppi Sisainen PCle

Muistiliitanta Yhdennetty muistiarkkitehtuuri (Unified Memory Architecture, UMA)
Grafiikkapiirin perustaajuus Pentium 4415 U: 300 Mhz

Celeron 3865 U: 300 Mhz
i3-7020 U: 300 Mhz
i5-8250 U: 300 Mhz

Grafiikkapiirin dynaaminen enimméaistaajuus Pentium 4415 U: 950 Mhz
Celeron 3865U : 900 Mhz
i3-7020 U: 1,0 GHz
i5-8250 U: 1,1 GHz

Grafiikan taso Intel Celeron 3865 U: Intel HD Graphics 610
Intel Pentium 4415 U: Intel HD Graphics 610
i3-7020 U: Intel HD Graphics 620
i5-8250 U: Intel UHD Graphics 620

Virran arvioitu enimmaiskulutus (TDP) 15 W (jarjestelmapiriin kokonaisvirrankulutus)

Nayttotuki eDP (sisdinen), HDMI, DisplayPort through Type-C -portti
Enimmaisvarisyvyys 32 bittia

Pystysuuntainen enimmaispaivitystiheys Enintdan 85 Hz, riippuu ndytdn tarkkuudesta

Kayttojérjestelman grafiikoiden / Graafisten DirectX 12, OpenGL 4.4 (i3-7020U-suorittimella OpenGL4.5)
sovellusliittymien tuki

Tuetut tarkkuudet ja enimmaispaivitystineys eDP: Paneelin tarkkuus 1 366 x 768, 60 Hz
(Hz) (Huom. analoginen ja/tai digitaalinen) HDMI: V1.4, 1.65 Gb/s

DisplayPort (Type-C-portin kautta): V1.2 (paitsi Celeron-suorittimet)

Nayttdjen tuettu maara Enintaan 3
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SSD-levy

128/256 Gt:n M.2 2230 PCle -SSD-levy (Class 35)

Taulukko 4. 128/256 Gt:n M.2 2230 PCle -SSD-levy (Class 35)

Tekniset tiedot

Kapasiteetti (Gt)

Mitat (L x S x K)

Liittyman tyyppi ja enimmaisnopeus
MTBF

Loogiset lohkot

Virtalahde

Virrankulutus (vain viitteellinen)

Kayttoolosuhteet (tiivistymaton)

128 Gt / 256 Gt

22 x 30 x 2,38 mm

PCle Gen 3, 8 Gb/s (enintdan 2 kaistaa)
1,4 miljoonaa tuntia

250 069 680

Lepotilassa 0,05 W, toiminnan aikana 4,5 W

Lampdtila-alue 0-70°C
Suhteellinen kosteusvali 10-90 %
Op shock -isku (2 ms) 1500 G
Siilytysolosuhteet (tiivistymaton)

Lampdtila-alue -40-70 °C
Suhteellinen kosteusvali 5-95 %
64 Gt:n eMMC 5.1 SSD -levy

Taulukko 5. 64 Gt:n eMMC 5.0 SSD -levyn tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Kapasiteetti (Gt) 64 Gt

Mitat (L x S x K)

Liittyman tyyppi ja enimmaisnopeus
MTBF

Loogiset lohkot

Virtalahde

Virrankulutus (vain viitteellinen)
Kéyttoolosuhteet (tiivistymaton)
Lampétila-alue

Suhteellinen kosteusvali

0,86 x 1,65 x 0,05 tuumaa
Jopa eMMC 5.1, HS200, 200 Mb/s
1,4 miljoonaa tuntia

500 118 192

Lepotilassa 0,05 W, toiminnan aikana 4,5 W

0-70 °C

5-95 %
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Tekniset tiedot

Sailytysolosuhteet (tiivistymaton)
Lampdotila-alue -40-70 °C

Suhteellinen kosteusvali 5-95%

HDMI 1.4 a

Téassa aiheessa kasitellddn HDMI 1.4a:n ominaisuuksia ja etuja.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on alan tukema, pakkaamaton, tdysin digitaalinen &anen-/kuvansiirtaliitin. Sillé voi yhdistaa
mitka tahansa HDMI-yhteensopivat 8ani- tai kuvalédhteet (esim. DVD-soitin tai viritin-vahvistin) 8anen- tai videontoistolaitteeseen (esim.
digitaaliseen televisioon (DTV)). Kaapeleiden pienempi lukumaaré ja sisélldnsuojausominaisuudet ovat hyodyista tarkeimpid. HDMI tukee
tavallisen, parannetun ja teravépiirtovideon sekd monikanavaisen digitaalisen &anen siirtoa yhdelld kaapelilla.

HDMI 1.4a:n ominaisuudet

HDMI Ethernet Channel - Lisda HDMI-litdntdan nopean verkkoyhteyden, mink& ansiosta kayttajat saavat parhaan hyddyn verkkoon
liitetyista laitteistaan ilman erillistd Ethernet-kaapelia.

Audio Return Channel — Tdmén avulla sisddnrakennetulla virittimelld varustettu, HDMI-kaapelilla kytketty televisio voi lahettda
aanitietoja surround-aanijarjestelmaan, jolloin erillista &anikaapelia ei tarvita.

3D — Maarittaa yleisimpien 3D-videoformaattien tulo- ja l&htoprotokollat, miké mahdollistaa 3D-peli- ja -kotiteatterisovellusten kdytdn
tulevaisuudessa.

Sisédltotyyppi — Sisaltdtyyppien reaaliaikainen viestittdminen nayttd- ja lahdelaitteiden valilld mahdollistaa TV:n kuva-asetusten
optimoinnin sisaltdtyypin mukaan.

Enemman varitilaa — Lisda tuen uusille varimalleille, joita kdytetdan digikuvauksessa ja tietokonegrafiikassa.

4K-tuki — Mahdollistaa 1080p:t4 huomattavasti paremman videotarkkuuden tukien seuraavan sukupolven nayttja, jotka kilpailevat
monissa kaupallisissa elokuvateattereissa kaytettyjen Digital Cinema -jérjestelmien kanssa.

Micro HDMI -liitin — Uusi, pieni liitin puhelimille ja muille kannettaville laitteille, joka tukee jopa 1080p:n videotarkkuutta.
Autoliitanta — Autojen erityispiirteisiin suunnitellut uudet kaapelit ja liittimet tarjoavat aidon HD-katselukokemuksen.

HDMI:n edut

Laadukas HDM siirtdd pakkaamatonta digitaalista audiota ja videota, taaten parhaan ja selkeimman kuvanlaadun

Edullinen HDMI tarjoaa digitaalisen littyméan laadun ja toiminnot seka tukee pakkaamattomia videoformaatteja yksinkertaisessa,
kustannustehokkaassa muodossa.

Audio HDMI tukee useita audiomuotoja tavallisesta stereosta monikanavaiseen surround-aaneen

HDMI mahdollistaa kuvan ja monikanavaisen &anen siirron saman kaapelin kautta. Se on edullisempi, yksinkertaisempi ja
helppokéayttdisempi kuin perinteisten A/V-jarjestelmien monikaapelijarjestelmat.

HDMI tukee kuvanldhteen (kuten DVD-soittimen) ja digi-TV:n vélista tiedonsiirtoa, mikd mahdollistaa uusien toimintojen kayton.

Akkutiedot

Mika ExpressCharge on?

Jos jarjestelman kerrotaan tukevan ExpressCharge-ominaisuutta, sammutetun jarjestelmén akku latautuu tavallisesti yli 80 %:iin
enimmaisvarauksesta yhdessa tunnissa ja kokonaan tayteen kahdessa tunnissa.

ExpressCharge-ominaisuuden kayttd edellyttas, etta seka jarjestelma ettd akku tukevat ExpressCharge-latausta. Jos edellytykset eivat
tayty, ExpressCharge-latausta ei voi kéyttaa.

Mika BATTMAN on?

BATTMAN on tietokoneen ohjaama, tavallisille ladattaville akuille suunniteltu akunhallintajérjestelma. Se sisaltda seuraavat ominaisuudet:

itsepurkautumisen valvonta
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sisdisen resistanssin mittaus

uusien akkujen sisdanajo usean lataus-/purkaussyklin avulla

kaikkien suoritettujen toimintojen kirjaaminen tuotavaan lokiin
yhdistdminen Microsoft Windows -tietokoneisiin rinnakkaisportin kautta
ladattava kayttdohjelmisto, mukaan lukien lahdekoodi.

USB:n ominaisuudet

USB-liitanta (lyhenne sanoista Universal Serial Bus) otettiin kayttdon vuonna 1996. Se helpottaa huomattavasti hiirien, ndppaimistsjen,
ulkoisten asemien ja tulostimien kaltaistan oheislaitteiden yhdistémisté tietokoneeseen.

Taulukko 6. USB:n kehitys

Tyyppi Tiedonsiirtonopeus Luokka Lanseerausvuosi
USB 2.0 480 Mbps Nopea 2000

USB 3.0/USB 3.1Gen1 5 Gbps SuperSpeed 2010

-portti

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Yli kuuteen miljardiin myytyyn laitteeseen asennettu USB 2.0 on jo vuosia ollut PC-tietokoneiden vakiintunut liitintyyppi. Tietokoneiden
jatkuvasti kasvavan laskentatehon ja suurempien tiedonsiirtovaatimusten takia nopeutta tarvitaan yhd enemman. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
vastaavat lopultakin kuluttajien vaatimuksiin teoriassa 10-kertaisella siirtonopeudella edeltgjadnsa verrattuna. USB 3.1 Gen 1:n ominaisuudet
tiivistettyna:

Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)

Suurempi maksimaalinen vaylateho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita

Uudet virranhallintaominaisuudet

Taysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille

Taaksepain yhteensopiva USB 2.0:n kanssa

Uudet liittimet ja kaapeli

Alla olevat aiheet kattavat joitain useimmin kysyttyja kysymyksia USB 3.0:sta/USB 3.1 Gen 1:sta.

SUPERSPEED
_USB
sen

Nopeus

Talla hetkelld viimeisin USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -standardi maarittelee kolme nopeustilaa. Ne ovat Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed.
Uuden Super-Speed -tilan siirtonopeus on 4,8 Gb/s. Standardiin siséltyvat vanhat Hi-Speed- ja Full-Speed -USB-tilat, joita kutsutaan myo&s
nimilla USB 2.0 ja 1.1. Hitaampien tilojen siirtonopeus on edelleen 480 Mb/s ja 12 Mb/s, ja ne on séilytetty taaksepéin yhteensopivuuden

VUOKSI.
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 saavuttavat huomattavasti paremman suorituskyvyn seuraavilla teknisilld muutoksilla:

Ylimaarainen fyysinen vayla, joka on lisatty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -vaylan kanssa (katso alla oleva kuva).

USB 2.0:lla oli siemmin nelj& johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 lisdavat nelja johtoa kahdelle
differentiaalisignaaliparille (vastaanotto ja l&hetys), joten liittimissa ja kaapeleissa on yhteensa kahdeksan litdntaa.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kayttavat kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Tama kasvattaa
teoreettisen tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.
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Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

USB 2.0 saattaa olla liian hidas nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin, jotka ovat kasvussa teravapiirtovideoiden, teratavuluokan tallennuslaitteiden
ja korkeiden megapikseliméérien digikameroiden takia. Liséksi USB 2.0 -yhteys ei todellisuudessa paase lahellekaan teoreettista 480 Mb/s:n
enimmaissiirtonopeutta. Kéytdnndssa enimmaisnopeus on noin 320 Mb/s (40 Mt/s). Vastaavasti USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -yhteydet eivat
voi saavuttaa 4,8 Gbps:n siirtonopeutta. Todellisissa olosuhteissa tiedonsiirtonopeus tulee todennakdisesti olemaan enintdan 400 Mt/s.
Talla nopeudella USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on kymmenkertainen parannus USB 2.0:aan verrattuna.

Kayttokohteet

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 raivaavat kaistaa ja antavat laitteille enemmén tilaa tarjota entista parempi kokonaiskokemus. Aikaisemmin videon
toisto USB-laitteelta oli hadin tuskin siedettavaa (niin enimmaispiirtotarkkuuden, latenssin kuin videon pakkauksenkin kannalta), joten on
helppo uskoa, ettd USB-videoratkaisut toimivat paljon paremmin 5-10-kertaisella kaistanleveydella. Single-Link DVI edellyttaa lahes

2 Gbps:n tiedonsiirtonopeutta. 480 Mbps oli tdman kannalta rajoittava, kun taas 5 Gbps on lupaavaakin parempi. Luvatun 4,8 Gbps:n
nopeutensa ansiosta standardi soveltuu muun muuassa ulkoisiin RAID-asemiin ja muihin tuotteisiin, jotka eivat aikaisemmin sopineet USB:lle.

Alla luetellaan joitain tarjolla olevia SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -tuotteita:

Taysikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
Pienikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevytelakat ja -sovittimet
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -Flash-asemat ja -lukijat

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -SSD-asemat

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -RAID-asemat

Optiset media-asemat

Multimedialaitteet

Verkot

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -sovitinkortit ja -jakajat

Yhteensopivuus

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on onneksi suunniteltu alusta pitden yhteensopivaksi USB 2.0:n kanssa. Vaikka USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hyédyntaa
uuden protokollan korkeampaa nopeuspotentiaalia useammiilla litoskohdilla ja kaapeleilla, itse liitin on tdsmalleen samanmuotoinen ja sen
nelja USB 2.0 -litoskohtaa sijaitsevat samoissa paikoissa kuin ennenkin. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:ssé on viisi uutta litoskohtaa, jotka siirtavéat
tietoa uusien kaapeleiden kautta ja jotka tulevat kosketuksiin ainoastaan SuperSpeed USB -liitdnnan kanssa.

USB Type-C

USB Type-C on uusi pieni litdnté. Se tukee useita uusia katevia USB-standardeja (esimerkiksi USB 3.1 ja USB Power Delivery eli USB PD).

Alternate Mode (vaihtoehtoinen tila)

USB Type-C on uusi erittdin pienikokoinen standardilitdntd. Se on noin kolmanneksen vanhan USB Type-A -litdnnén koosta. Se on
standardiliitdntd, jota jokaisen laitteen pitéisi pystya kayttdmaan. USB Type-C -portit voivat tukea useita eri protokollia vaihtoehtoisilla
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tiloilla. T&man ansiosta voit kayttda sovittimia, jotka tuottavat yhdestd USB-portista HDMI-, VGA- tai DisplayPort-signaalin tai muiden
litdntastandardien signaaleja.

USB Power Delivery -virranjako

USB PD -standardi liittyy l8heisesti USB Type-C -standardiin. Talla hetkelld lypuhelimet, taulutietokoneet ja mobiililaitteet kayttavat usein
lataamiseen USB-yhteytta. USB 2.0 -yhteydelld voi siirtada 2,5 wattia, mika kylla riittdd puhelimen lataamiseen, mutta ei juuri muuhun.
Esimerkiksi kannettava voi vaatia jopa 60 wattia. USB Power Delivery -standardin ansiosta voidaan siirtaa jopa 100 wattia. Se on myds
kaksisuuntainen, joten laite voi seka lahettaa etta vastaanottaa virtaa. Liséksi virtaa voidaan lahettda samanaikaisesti tiedonsiirron kanssa.

Taman ansiosta saatamme péasté eroon kaikkien valmistajien omista latauskaapeleista, kun lataaminen on mahdollista USB-
standardiliitdnnalla. Ehké& pian voit ladata kannettavasi samanlaisella kannettavalla akulla, jolla lataat &lypuhelimia ja muita mobiililaitteita jo
nykyaan. Voit yhdistda kannettavan ulkoiseen ndyttoon, joka on yhteydessa virtakaapeliin: USB Type-C -yhteyden ansiosta ulkoinen ndyttd
lataa téssd yhteydessa kannettavasi. Jotta tdma on mahdollista, laitteen ja kaapelin taytyy tukea USB Power Deliverya. Pelkkd USB Type-C
-yhteys ei valttamatta riita tdhan.

USB Type-C ja USB 3.1

USB 3.1 on uusi USB-standardi. USB 3:n teoreettinen kaistanleveys on 5 gigabittid sekunnissa, mutta USB 3.%:lle se on jopa 10 gigabittia
sekunnissa. Kaistanleveys on siis jopa kaksinkertainen — ja yhtéa nopea kuin ensimmaisen sukupolven Thunderbolt-litannalla. USB Type-C ei
ole sama asia USB 3.1. USB Type-C tarkoittaa vain liitdnndn muotoa, mutta tekniikkana saattaa silti olla vain USB 2 tai USB 3.0. Itse asiassa
Nokian N1 Android -taulutietokoneessa on USB Type-C -liitdnta, mutta kaytetty tekniikka on vain USB 2.0 — ei edes USB 3.0. Nama
tekniikat liittyvat kuitenkin l&heisesti toisiinsa.

Muistikortinlukija
©

HUOMAUTUS: Muistikortinlukija on integroitu kannettavien jarjestelmien emolevyyn. Jos lukijassa vioittuu tai lakkaa
toimimasta, vaihda emolevy.

Muistikortinlukija laajentaa kannettavien jarjestelmien toimintoja ja kdyttdtapoja erityisesti digikameroiden, MP3-soittimien ja puhelinten
kanssa. Téllaisissa laitteissa hyddynnetdan muistikortteja tiedon tallentamiseen. Muistikortinlukija mahdollistaa helpon tiedonsiirron laitteiden
valilla.

Nyky&an on saatavilla erityyppisid muistikortteja. Alla on lueteltu muistikortinlukijan tukemat korttityypit.
SD-kortinlukija

Memory Stick

Secure Digital (SD)

Secure Digital High Capacity (SDHC)
Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

Ao e
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Ohjelmisto ja vianmaaritys

Windows-ohjainten lataaminen

1. Kaynnista tablettipdytakonekannettava tietokone.
2. Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

3. Klikkaa Product Support (Tuotetuki), kirjoita tabletinpdytdkoneenkannettavan tietokoneen huoltotunnus ja klikkaa Submit
(Lahetd).

@ HUOMAUTUS: Jos et tieda huoltotunnusta, kdayta automaattista tunnistusta tai valitse
tabletinpdytdkoneenkannettavan tietokonene malli manuaalisesti.

Valitse Drivers and Downloads (Ohjaimet ja ladattavat tiedostot).

Valitse tablettiinpdytadkoneeseenkannettavaan tietokoneeseen asennettu kayttojarjestelma.

Selaa alaspain sivulla ja valitse asennettava ajuri.

Klikkaa Download File (Lataa tiedosto) ladataksesi ohjaimen tabletillepdytékoneellekannettavalle tietokoneelle.

Kun lataus on valmis, avaa kansio, johon tallensit ohjaintiedoston.

©® NN

Kaksoisklikkaa ohjaintiedoston kuvaketta ja noudata ohjeita.

Dell Command Configure

Dell Command | Configure (Command | Configure) -ohjelmistopaketti siséltéa yritysasiakkaiden alustojen maarittamistyokaluja. Tuote

koostuu komentorivilittymésta ja graafisesta kayttolittymast4, joiden avulla BIOS:in eri ominaisuuksia voidaan maarittaa. Voit kayttaa
Command | Configurea Microsoft Windowsin asennusta edeltdvassé Pre-installation Environment (Windows PE) -ymparistdssa seka
Windows 7-, Windows 8-, Windows 8.1- ja Windows 10 -kayttojérjestelmissa ja Red Hat Enterprise Linux -ympéristoissa.

Uutta Dell Command | Configuressa

Dell Command | Configuren uudet ominaisuudet:

Dell Client Configuration Toolkit (CCTK) -tydkalun uusi nimi on Dell Command | Configure (DCC).

Uusi kayttolittyma

Red Hat Enterprise Linux 7.0 Client -version (64-bittinen) tuki.

x6-asiakasalustojen tuki

Advanced System Management (ASM) 2.0 -tuki Dell Precision™ -tehotydasemilla jadhdytysantureiden ei-kriittisten ylarajojen
asettamiseen.

Lisdargumenttien tuki: medium_high ja medium_low --fanspeed-asetusta kayttédvan tuulettimen nopeuden maarittémiseen.
Seuraavien BIOS-vaihtoehtojen tuki:

--backcamera.

--fnlock

--fnlockmode

--gpsradio
--keyboardbacklightonacpower
--rearusb

--sideusb

--unmanagednic

Tuetut alustat

Tuetut yritysasiakasalustat ovat:

Latitude™

OptiPlex™

Kannettavat Dell Precision -tehotydasemat
Dell Precision -tehotydasema

@ HUOMAUTUS: Dell Command | Configure -tydkalua ei ole asennettu laitteille valmiiksi. Asiakkaat voivat ladata
ohjelmiston Dell-tukisivustolta.
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Graafinen Command | Configure -kayttoliittyma

Graafinen Dell Command | Configure -kayttolittymassa nédytetaan kaikki Command | Configuren tukemat Basic Input/Output System
(BIOS) -maaritykset. Graafisen kayttolittyman avulla voit suorittaa seuraavat tehtéavat:

BIOS-maaritysten luominen asiakasjérjestelmille

BIOS-maarityksen vahvistaminen vertaamalla isantéjarjestelman BIOS-maaritykseen

mukautettujen BIOS-maéritysten vieminen maaritystiedostona (.ini/.cctk), Self-Contained Executable (SCE) -tiedostona, littyman
komentosarjana tai raporttina.

HUOMAUTUS: Voit kayttaa maarityksia komentorivikadyttoliittymalla (CLI), suorittamalla haluamasi tiedoston (.ini, .cctk
tai sce).

®

Command | Configuren avaaminen Windows-jarjestelmassa

napsauta Kdynnista > Kaikki ohjelmat > Dell > Command | Configure > Command | Configure Wizard.

@ Command | Configure

Create Multiplatform Package

Settings for all possible platforms Create Multi p latform Pac kag e
Configure a generic ini for all systems

Create Local System Package

Settings from the current system View: |Basic - & Validate (& Edit Enter Text Here Q

Open a Saved Package Category v Name Value to Set | Apply Settings | Description
Use settings from a previously saved settings . " s
Advanced System... advsm Mot Specified Command Configure advsm displays a
Package History Boot Management adddevice Mot Specified Adds the specified device to the boot ¢
View history of created packages .
Boot Management forcepxe Mot Specified Enables or disables PXE as the first boc
Boot Management wakeonlanbootovrd  Not Specified Enables or disables the wake on lan bo
Boot Management ootorder MNot Specified Command Configure bootorder or Co
Boot Management ootseqset Not Specified Sets the Initial Program Load (IPL) devi:
Configuration adjcacheprefetch Mot Specified Enables or disables adjacent cache line
Configuration propowntag Mot Specified Sets the property ownership tag to the

REPORT

Command | Configuren avaaminen Linux-jarjestelmassa

Siirry hakemistoon /Zopt/Dell/toolkit/bin.
Command | Configuren tiedostot ja kansiot
Seuraava taulukko siséltdd Command | Configuren tiedostot ja kansiot Windows-jarjestelmassa.

Taulukko 7. Tiedosto- ja kansiomaaritys

Tiedostot/Kansiot Kuvaus

Command | Configure Command  Sallii Command | Configure -komentokehotteen avaamisen.
Prompt (komentokehote)

Configuration Wizard (ohjattu Voit avata Command | Configuren graafisen kayttolittyman.
maaritystoiminto)

Command | Configure WINPE Voit avata Windows PE -komentorivit luodaksesi kdynnistettévan levynkuvan. Katso lisdtiedot Dell
Command | Configure -asennusoppaasta.
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Tiedostot/Kansiot Kuvaus

Uninstall (Poista asennus) Poistaa Command | Configure -asennuksen.

User’s Guide Online (Kayttdopas  Voit avata Command | Configuren verkkodokumentaation.
verkossa)

Command | Configuren graafisen kayttoliittyman avaaminen
®| HUOMAUTUS: Graafista Command | Configure -kayttoliittymaa tuetaan ainoastaan Windows-kayttdjarjestelmissa.

Avaa graafinen kayttoliittyma napsauttamalla Kdynnista > Kaikki ohjelmat > Dell > Command Configure > Configuration Wizard tai
kaksoisnapsauta tyopdydalla Dell Configuration Wizard. Nakyviin tulee seuraava ndytto:

@ Command | Configure

Create Multiplatform Package
Settings for all possible platforms Create Multi P latform Pac kag e

Configure a generic ini for all systems
Create Local System Package
Settings from the cumrent system View: | Basic > & Validate (7 Edit Enter Text Here Q
Open a Saved Package Category Name Value to Set | Apply Settings = Description

Use settings from a previously saved settings

Advanced System... advsm Mot Specified Command Configure advsm displays a
Package History Boot Management adddevice Mot Specified Adds the specified device to the boot c
View history of created packages

EBoot Management forcepxe MNot Specified Enables or disables FXE as the first boc

Boot Management wakeonlanbootovrd  Not Specified Enables or disables the wake on lan bo
Boot Management ootorder Mot Specified Command Configure bootorder or Co
Boot Management bootsegset Not Specified Sets the Initial Program Load (IPL) devis
Configuration adjcacheprefetch Mot Specified Enables or disables adjacent cache line
Configuration propowntag Not Specified Sets the property ownership tag to the

REPORT

Komentorivin kayttoliittyma
Tamé kappale siséltdd komentorivin kayttolittyman (Command Line Interface, CLI) yleiskuvauksen. Kappaleessa kerrotaan, miten
komentoja suoritetaan ja millaista syntaksia asiakasjarjestelmien BIOS-asetusten maarittdmiseen kaytetaan.
Command | Configure -komentojen suorittaminen
Voit suorittaa Command | Configure -komentoja kahdella eri tavalla:
komentokehotteen avulla
kaynnistettavan levynkuvan avulla.
Komentokehote
Command | Configure -komentojen suorittaminen:

1. Valita K&ynnistd - Kaikki ohjelmat - Dell > Command Configure - Command Configure -komentokehote.
2. Siirry x86- tai x86_64-hakemistoon (kayttojarjestelman arkkitehtuurista riippuen).
3. Suorita Command | Configure -komennot.
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kaynnistettava levynkuva

Command | Configure -komentojen suorittaminen:

1.

o

Kopioi Dell Command | Configure ja International Organization for Standardization (ISO) -kuva Compact Disc (CD) -levylle. Katso
lisatietoja Dell Command | Configure -asennusoppaasta.

Siirry jarjestelm, jonka haluat maarittaa CD-levylta.
Siirry Command Configure\x86- tai Command Configure\x86_64-hakemistoon.
Suorita Command | Configure -komennot.

Tietokoneen sammuttaminen

Tietokoneentabletin tabletin sammuttaminen - Windows

1.

2,

: Voit valttaa tietojen menettamisen tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja poistumalla
avoimista ohjelmista, ennen kuin sammutat tietokoneen tai irrotat takakannen.

Napsauta tai napauta E

I
Napsauta tai napauta (—) ja napsauta tai napauta sitten Sammuta.

@ HUOMAUTUS: Tarkista, etta tietokone ja kaikki siihen kytketyt laitteet on sammutettu. Jos tietokone ja siihen
kytketyt laitteet eivat sammuneet automaattisesti kdyttojarjestelman sammuessa, sammuta ne painamalla
virtapainiketta noin 6 sekuntia.

Tekniikka ja komponentit
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Jarjestelman tarkeimmat komponentit
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Rungon suojus
Akku
SSD-levy
Kosketuslevy
virtajohto
Emolevy
Kaiuttimet
Kammentuki
Nayttokokoonpano
. 1/O-tytérkortti
WLAN-Kkortti
. Muistimoduuli
. Nappiparisto
. Jarjestelman tuuletin
15. Jaahdytyselementti

©ENDOTA NN
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@ HUOMAUTUS: Dell tarjoaa luettelon komponenteista ja niiden osanumeroista alkuperdiselle hankitulle
jarjestelmakonfiguraatiolle. Nditad osia on saatavilla asiakkaan ostaman takuun mukaisesti. Saat lisatietoja
ostovaihtoehdoista ottamalla yhteytta Dell-myyntiedustajaasi.
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Purkaminen ja kokoaminen

microSD-kortti

MicroSD-kortin asentaminen

Tydnna MicroSD-kortti paikkaansa siten, ettd se napsahtaa paikoilleen.

MicroSD-kortin irrottaminen

1. Vapauta microSD-kortti tietokoneesta painamalla sitéa.

C S ‘? O

2. Irrota microSD-kortti tietokoneesta.

Rungon suojus

Rungon suojuksen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:
a) microSD-kortti
3. Loysaa kymmenen M2.5xL8.0-ankkuriruuvia, joilla rungon suojus kiinnittyy tietokoneeseen.
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5. Nosta rungon suojus irti tietokoneesta.
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Rungon suojuksen asentaminen

1. Kohdista rungon suojus ja aseta se tietokoneen paalle.
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2. Paina rungon suojuksen reunoja niin, etta se napsahtaa paikalleen.

7

3. Kiristd kymmenen M2.5xL8.0 -ruuvia, joilla rungon suojus kiinnittyy tietokoneeseen.
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4. Asenna seuraavat:
a) microSD-kortti
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Muistimoduuli

Muistimoduulin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
3. lrrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.
4. Paina muistimoduulin salpoja poispéin toisistaan [1].
5. Nosta muistimoduuli irti emolevysta [2].

Purkaminen ja kokoaminen
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Muistimoduulin asentaminen

1. Aseta muistimoduuli viistosti littimeensa emolevyssa [1].
2. Paina muistimoduulia varovasti, kunnes salpa napsauttaa sen paikalleen [2].

3. Kytke akkukaapeli takaisin emolevysséa olevaan liittimeen.
4. Asenna seuraavat:
a) rungon suojus
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b) microSD-kortti
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

WLAN-kortti

WLAN-kortin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
3. Irrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.
4. lIrrota M2.0x3.0-ruuvi, jolla WLAN-kortin metallipidike kiinnittyy tietokoneeseen [1], ja nosta metallipidike irti WLAN-kortista [2].
5. Irrota molemmat antennikaapelit [3] ja irrota WLAN-kortti emolevyn M.2-liittimesté [4].

WLAN-kortin asentaminen

Aseta WLAN-kortti emolevyn M.2-liittimeen [1].

Kytke molemmat antennikaapelit WLAN-korttiin [2].

Asenna metallipidike WLAN-korttiin [3].

Kiinnitd WLAN-kortti kiinnikkeineen emolevyyn kiristamalld M2.0x3.0-ruuvi [4].

N N
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B. Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssé olevaan liittimeen.
6. Asenna seuraavat:
a) rungon suojus
b) microSD-kortti
7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nappiparisto

Nappipariston irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
3. Irrota akkukaapeli emolevyn liitdnnasta.
4. : Varmuuskopioi tiedostot ennen nappipariston irrottamista. Nappipariston irrottaminen nollaa BIOS:in ja
voi aiheuttaa kdynnistyksen epdonnistuminen, POST:in epdonnistumisen tai tietojen menetyksen.

Irrota pariston kaapeli emolevyn littimesta [1].
5. Nosta nappiparisto pois tietokoneesta [2].

@ HUOMAUTUS: Nappiparisto on kiinnitetty vahvalla liimalla, ja pariston kankeaminen irti kimmentuesta vaatii jonkin
verran voimaa.
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Nappipariston asentaminen

1. Aseta nappiparisto jarjestelmaan [1].
2. Kytke nappipariston kaapeli emolevyn liittimeen [2].

3. Kytke akkukaapeli takaisin emolevysséa olevaan liittimeen.
4. Asenna seuraavat:
a) rungon suojus
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b) microSD-kortti
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

SSD-levy
SSD-levyn pidike

SSD-levyn pidikkeen irrottaminen

1. @ HUOMAUTUS: Jarjestelmaan voidaan asentaa kahdenkokoisia (M.2 2242 ja M.2 2230) SSD-/eMMC-kortteja.
Asennettavan kortin tyyppi voidaan valita irrottamalla, kadntamalla ja asentamalla laajennin kimmentukeen
merkittyyn vaihtoehtoiseen paikkaan.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
Irrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.
Irrota SSD-levy
Irrota kaksi M2.0x3.0-ruuvia, joilla SSD-levyn pidike kiinnittyy kdmmentukeen [1].

o o~ o

Poista SSD-levyn pidike kdmmentuesta [2].

Kuva 11. M.2 2230 -SSD-levy

SSD-levyn pidikkeen asentaminen

1. Asenna SSD-levyn pidike kdmmentukeen [1].
2. Asenna kaksi M2.0x3.0-ruuvia, joilla SSD-levyn pidike kiinnittyy kdmmentukeen [2].
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Kuva 12. M.2 2230 -SSD-levy

Asenna SSD-levy.

Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssé olevaan liittimeen.
Asenna seuraavat:

a) rungon suojus

b) microSD-kortti

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kaiuttimet

Kaiuttimien irrottaminen

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti

b) rungon suojus

Irrota akkukaapeli emolevyn litdnnésta.

Irrota kaiutinkaapeli emolevyn litdnnasté [1] ja nosta kaiutinkaapeli irti kaapelinohjaimesta [2].
Irrota kaiutinkaapeli kdmmentuessa kosketuslevyn pohjassa olevasta reitityskanavasta [3].
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6. Irrota kaiuttimet kaapeleineen tietokoneesta.

Kaiuttimien asentaminen

1. Aseta kaiuttimet paikkoihinsa tietokoneessa.
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2. Veda kaiuttimen kaapeli kAmmentuessa kosketuslevyn pohjassa olevan reitityskanavan lapi [1].
3. Reitita ja kiinnité kaiutinkaapeli kaapeliohjaimen kautta [2] ja kytke se emolevyn liittimeen [3].

4. Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssa olevaan liittimeen.
B. Asenna seuraavat:
a) rungon suojus
b) microSD-kortti
6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Jarjestelman tuuletin

Jarjestelman tuulettimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
3. Irrota akkukaapeli.
4. Irrota WLAN-antennikaapeli tuulettimen kotelon lahelld olevasta koukusta [1].
B. Irrota jarjestelman tuulettimen liitin emolevysta [2].

6. Irrota kaksi M2.0x3.0-ruuvia [1], joilla jarjestelman tuuletin kiinnittyy kdmmentukeen.
7. Nosta jarjestelman tuuletin pois kdmmentuelta [2].
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Jarjestelman tuulettimen asentaminen

1. Aseta jarjestelman tuuletin kdmmentukeen [1].
2. Asenna kaksi M2.0x3.0-ruuvia [2], joilla jarjestelman tuuletin kiinnittyy kdmmentukeen.

3. Kiinnita tuulettimen kaapeli emolevyyn [1].
4. Veda WLAN-antennikaapeli tuuletitmen koteloa pitkin emolevyn koukkuun [2].
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B. Kytke akkukaapeli takaisin.
6. Asenna seuraavat:
a) rungon suojus
b) microSD-kortti
7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Akku

Akun irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
3. lIrrota teippi [1] ja irrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta [2].
4. Irrota teippi [3] muistimoduulin pidikkeesta ja irrota akkukaapeli.

44 Purkaminen ja kokoaminen



B. Irrota M2.0x3.0-ruuvi [1] ja akun kiinnike [2].

@ HUOMAUTUS: Tassa menettelyssa naytetdan 3-kennoisen 42 WHr:n akun irrottaminen. 4-kennoinen 56 WHr:n akku
on hieman isompi ja se kiinnitetadn kimmentukeen.

6. Irrota kaksi M2.0x3.0-ruuvia [3] ja irrota akun tukipidike [4] kdmmentuesta.

7. Nosta akku irti tietokoneesta
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8. lIrrota teippi [1] ja irrota akkukaapeli akusta [2].

Akun asentaminen

1. Liitd akkukaapeli akkuun [1] ja kiinnita se teipilld [2].
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HUOMAUTUS: Tama menettely kuvaa 3-kennoista 42 WHr:n akkua. 4-kennoisen 56 WHr:n akku on hieman isompi ja
se kiinnitetaan eri kiinnityspisteisiin kimmentuessa.

2.@

Tydnna akku paikkaansa tietokoneeseen [1] ja kohdista akku ja kdmmentuen ruuvinreika [2].

2,

3. Asenna akun tukipidike [1] ja kiinnitd akku k&mmentukeen asentamalla kaksi M2.0x3.0-ruuvia [2].
4. Asenna akku [3] ja M2.0x3.0-ruuvi, jolla akku [4] kiinnittyy k&mmentukeen.
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B. Liitd akkukaapeli emolevyyn [1] ja kiinnita se teipilla [2].
6. Veda akkukaapeli muistimoduulin pidiketta pitkin ja kiinnita se teipilla [3].

7. Asenna seuraavat:
a) rungon suojus
b) microSD-kortti
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8. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
Nappaimisto

Nappaimiston irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
c) akku
3. Irrota ndppaimiston kaapeli emolevysta [1].
4. Pitele kAmmentukea reunoistaan ja tydonné kahta vapautusreikdad muovipuikolla [2].

@l HUOMAUTUS: Nadppaimiston tyontaminen vapautusreikien lapi vaatii jonkin verran voimaa. Ole varovainen.

B. Kankea ndppaimistdn alareunaa varovasti irti tietokoneesta.
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6. Poista ndppaimiston kaapeli varovasti ndppéimiston alta.
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@l HUOMAUTUS: Irrota nappaimiston kaapeli kosketuslevyn pidikkeestd, ennen kuin jatkat.

7. Tybdnna nappaimistda kosketuslevyéa kohti [1] ja nosta se [2] irti tietokoneesta.
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Nappaimiston asentaminen

1. Asenna ndppaimistd tietokoneeseen [1] ja tydnna sen kiinnityskielekkeet kdmmentuen reikiin [2].

@ HUOMAUTUS: Nappéaimiston kaapeli on asetettava liittimen suuntaisesti.

@ HUOMAUTUS: Irrota liimaa hylkiva paperi ndppadimistosta ennen kaapelin asentamista.

@ HUOMAUTUS: Kun kaapeli on asennettu, pitele kaapelia vasemmalla kadella ja paina salpaa oikealla kddella, jotta
kaapeli ei 1oysty.
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2. Tyodnn& ndppaimistdn kaapeli siséén ja reitité se kosketuslevyn pidikkeen suuntaisesti.
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3. Paina ndppaimistdd, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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4. Kytke ndppéimiston kaapeli emolevyn liittimeen.

5. Asenna seuraavat:
a) akku
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b) rungon suojus
c) microSD-kortti
6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kosketuslevy

Kosketuslevyn irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a) microSD-kortti

b) rungon suojus

c) akku
3. Nosta salpaa ja irrota kosketuslevyn kaapeli emolevysta [1].
4. lIrrota teippi [2, 3, 4], jolla kosketuslevy kiinnittyy koteloon.

B. lrrota kolme M2.0x3.0-ruuvia [1], joilla metallipidike kiinnittyy tietokoneen kosketuslevyyn.
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6. Irrota teippi kosketuslevysta.

7. lrrota (isokantaiset) M2.0x3.0-ruuvit [1], joilla kosketuslevy kiinnittyy jarjestelmaan, ja nosta kosketuslevy sitten pois jarjestelmasta [2].
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Kosketuslevyn asentaminen
1.

58

Asenna kosketuslevyn FFC-kaapeli paikkaansa kosketuslevymoduulissa [1] ja kiinnita se sulkemalla salpa [2].
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3. Kiinnita kosketuslevy teipilla.
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4. Kiinnita alapidike [1], jolla kosketuslevy kiinnittyy tietokoneeseen.
B. Asenna kolme M2.0x3.0-ruuvia [2], joilla kosketuslevy kiinnittyy jarjestelmaan.

6. Kiinnita teipit [1, 2, 3] kosketuslevyyn ja kiinnité kosketuslevyn kaapeli [4] emolevyn liittimeen.
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7. Asenna seuraavat:

a) akku
b) rungon suojus
c) microSD-kortti
8. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

I70-tytarkortti

I/0-tytarkortin irrottaminen

1. @l HUOMAUTUS: Virtapainike sijaitsee talla piirilevylla.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) rungon suojus
c) akku
3. lIrrota |I/O-tytérkortin kaapeli emolevyn liittimesta.
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B. Irrota molemmat M2.0x3.0-ruuvit (yksi vakioruuvi ja yksi isokantainen ruuvi), joilla I/O-tytarkortti kiinnittyy kdmmentukeen [1] .
6. Nosta I/O-tytarkortti pois tietokoneesta [2].
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I7/0-tytarkortin asentaminen

1. Asenna FFC-kaapeli I/0O-korttiin [1] ja sulje salpa [2].

2. Aseta |/0O-tytarkortti paikalleen tietokoneeseen [1] ja kirista kaksi M2.0x3.0-ruuvia, joilla I/O-tytarkortti kiinnittyy emolevyyn [2].
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4. Asenna seuraavat:
a) akku
b) rungon suojus
¢) microSD-kortti

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Virtajohto

Virtajohdon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.

2. lrrota seuraavat:

a) microSD-kortti

b) rungon suojus

c) akku

Irrota virtajohto emolevyn liittimesta [1].

Irrota M2.0x4.0-ruuvi ja M2.0x2.0-ruuvi, joilla virtalitanta kiinnittyy kdmmentukeen ja emolevyyn [2].
Kaanna USB Type-C -portin metallipidike ympéri emolevyn paalla [3].

(SIS IFN Y

Nosta virtaliitdnté pois tietokoneesta [4].

Virtajohdon asentaminen

Asenna virtaliitdnta tietokoneeseen ja kohdista se kotelon loveen [1].

Varmista, ettd metallipidike asettuu hyvin USB Type-C-porttiin ja kohdista se emolevyn ruuvinreikiin [2].
Kirista yksi M2.0x4.0-ruuvi ja yksi M2.0x2.0-ruuvi, joilla virtaliitdnta kiinnittyy emolevyyn ja kdmmentukeen [3].
Kiinnita virtajohto emolevyyn [4].

FNE NN
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5. Asenna seuraavat;
a) akku
b) rungon suojus
c) microSD-kortti
6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Jaahdytyselementti

Jaahdytyselementin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti
b) rungon suojus
c) akku

3. @| HUOMAUTUS: Léys&i ruuvit kulmittain.

LOyséé nelja M2.5x2.5-ankkuriruuvia, joilla jaddhdytyselementti kiinnittyy tietokoneeseen [1].
4. Nosta jadhdytyselementti pois tietokoneesta [2].
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Jaahdytyselementin asentaminen

1. Aseta jadhdytyselementti paikkaansa tietokoneeseen [1].
2. Kiinnita jaédhdytyselementti tietokoneeseen kiristdmalla nelja M2.5x2.5-ruuvia [2].

@l HUOMAUTUS: Kirista ruuvit kulmittain, kuten Jaahdytyselementin irrottaminen -kohdassa.

3. Asenna seuraavat:
a) akku
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b) rungon suojus
c) microSD-kortti
4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayttokokoonpano

Nayttokokoonpanon irrottaminen

@l HUOMAUTUS: Tama menettely koskee seka kosketusnadyttoa etta nayttoa, jossa ei ole kosketusominaisuutta.

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
c) akku
d) WLAN-kortti
e) virtajohto
3. lrrota teippi [1] ja irrota antennikaapeli [2] tuulettimen kotelon 1&helté.
4. lIrrota ruuvi, jolla eDP-pidike on kiinnitetty [3], ja irrota se emolevyn eDP-liittimesté [4].
5. Irrota eDP-kaapeli emolevysta [5].

6. Irrota viisi M2.5x5.0-ruuvia, joilla ndytdén saranat kiinnittyvat tietokoneeseen.
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7. Avaa kantta hieman.

8. Irrota saranat kdmmentuesta ja irrota nayttokokoonpano tietokoneesta.
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Nayttokokoonpanon asentaminen

1. Asenna ndyttokokoonpano kohdistamalla saranan kannet kdmmentukeen.

2. Kohdista saranat emolevyn ruuvinreikiin [1] ja kirista viisi M2.5x5.0-ruuvia [2], joilla ndyttdkokoonpano kiinnittyy tietokoneeseen.
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3. Veda antennikaapeli tuulettimen kotelon reunoja pitkin [1] ja kiinnitd se emolevyyn teipilla [2].
4. Kiinnitd eDP-kaapeli [3], asenna eDP-kiinnike littimeen [4] ja kiinnitd se emolevyyn ruuvilla [5].

B. Asenna seuraavat:
a) virtajohto
b) WLAN-kortti
c) akku
d) rungon suojus
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e) microSD-kortti
6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayton kehys

Nayton kehyksen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
c) akku
d) WLAN-kortti
e) virtajohto
f) nayttdkokoonpano
3. lrrota ruuvien suojakannet [1] ja irrota sitten kaksi M2.0x4.0-ruuvia, joilla kehys [2] kiinnittyy takakanteen.

4. Irrota ndytdn kehys takakannesta kankeamalla ndyttdpaneelin sisdpuolen kaikilta sivuilta.
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5. Nosta ja irrota ndytdn kehys ndyttékokoonpanosta.

Nayton kehyksen asentaminen

1. Aseta kehys ndytdn takakanteen, johon ndyttdpaneeli on kiinnitetty.
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2. Painele naytdn reunoja kiinnittaaksesi ndytdn takakannen ja kehyksen.

fond

3. Asenna kaksi M2.0x4.0-ruuvia [1], joilla ndytdn kehys kiinnittyy takakanteen, ja kiinnita ruuvien suojakannet [2].
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4. Asenna seuraavat:
a) nayttdkokoonpano
b) virtajohto
c) WLAN-kortti
d) akku
€) rungon suojus
f) microSD-kortti
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kamera-mikrofonimoduuli

Kamera-mikrofonimoduulin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. lrrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
c) akku
d) WLAN-kortti
e) virtajohto
f) nayttdkokoonpano
g) nayton kehys
3. Irrota eDP-kaapeli mikrofoni-kameramoduulista [1].
4. Nosta mikrofoni-kameramoduuli pois ndyttékokoonpanosta [2].
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5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kamera-mikrofonimoduulin asentaminen

1. Kohdista ja aseta kamera-mikrofonimoduuli ndytdn takakansikokoonpanolle [1].
2. Kytke eDP-kaapeli kamera-mikrofonimoduuliin [2].

3. Asenna seuraavat:
a) nayton kehys
b) nayttdkokoonpano
c) virtajohto
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d) WLAN-kortti
e) akku
f) rungon suojus
g) microSD-kortti
4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jéalkeen -kohdan ohjeita.

Nestekidepaneeli

Nayttopaneelin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.
2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti

b) rungon suojus

c) akku

d) WLAN-kortti

e) virtajohto

f) nayttdkokoonpano

g) nayton kehys

3. lrrota nelja M2.0x3.0-ruuvia [1], joilla ndyttdpaneeli kiinnittyy néyton takakanteen, ja kdanné se ympéri [2].

®

4. lIrrota teippi eDP-liittimesta [1] ja avaa salpa [2] irrottaaksesi eDP-kaapelin emolevysta [3].
5. Nosta nédyttdpaneeli irti tietokoneesta [4].
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Nayttopaneelin asentaminen

1. Kytke eDP-kaapeli emolevyyn [1] pitdmalla johdosta ja sulkemalla litdnnan salpa [2].
2. Kiinnita teippi littimeen [3[, joka kiinnittdd eDP-kaapelin ndyttdpaneeliin, ja kdanna ndyttdpaneeli ndytdn takakannen paalle [4].

3. Kohdista nédyttdpaneeli takakanteen [1] ja asenna neljd M2.0x3.0-ruuvia, joilla ndyttdpaneeli kiinnittyy ndytén takakanteen [2].
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4. Asenna seuraavat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9

nayton kehys
nayttokokoonpano
virtajohto
WLAN-Kkortti

akku

rungon suojus
microSD-kortti

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayton saranat

Nayton saranoiden irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.

2. Irrota seuraavat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9
h)

3. Irrota molemmilta puolilta kuusi M2.5x3.5-ruuvia, joilla saranat kiinnittyvéat takakanteen [1].

microSD-kortti
rungon suojus
akku

WLAN-kortti
virtajohto
nayttokokoonpano
nayton kehys
nayttdpaneeli

4. Aseta saranat viistosti ja nosta niitd ylds ja poispéin takakannesta [2].
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Nayton saranoiden asentaminen

1. Aseta saranat sivuttain ja asenna ne nayton takakanteen [1].
2. Asenna kuusi M2.5x3.5-ruuvia, joilla saranat kiinnittyvat nayton takakanteen [2].
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3. Asenna seuraavat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9
h)

4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

nayttopaneeli
nayton kehys
nayttdékokoonpano
virtajohto
WLAN-kortti

akku

rungon suojus
microSD-kortti

eDP-kaapeli

eDP-kaapelin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.

2. lrrota seuraavat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9
h)
)

microSD-kortti
rungon suojus
akku

WLAN-kortti
virtajohto
nayttokokoonpano
nayton kehys
nayttopaneeli
naytoén saranat
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3. Irrota teippi, jolla eDP-kaapeli on kiinnitetty takakanteen [1], ja irrota metalliliuska [2].

4. lIrrota takakanteen kiinnitetty eDP-kaapeli ja irrota eDP-kaapeli tietokoneesta.

eDP-kaapelin asentaminen

1. Reititd eDP-kaapeli ndyton takakannen reunoja pitkin.
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Kiinnita teippi, jolla eDP-kaapeli kiinnittyy takakanteen [1], ja asenna metalliliuska, jolla eDP-kaapeli kiinnittyy néyton takakanteen [2].

a)
b)
©)
)
e)
f
9

. Asenna seuraavat:

nayton saranat
nayttopaneeli
nayton kehys
nayttdékokoonpano
virtajohto
WLAN-kortti

akku

Purkaminen ja kokoaminen
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h) rungon suojus
i) microSD-kortti
4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayton takakansi
1. @

HUOMAUTUS: Saranoiden purkamisen jalkeen jdljellda on ndyton takakansi, joka on antennikaapelit sisdltdva
kokonaisuus.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:

a) microSD-kortti

b) rungon suojus

c) akku

d) WLAN-kortti

e) virtajohto

f) nayttdkokoonpano

g) nayton kehys

h) nayttopaneeli

i) naytdn saranat

j) eDP-kaapeli

3. Asenna nayton takakansikokoonpano.
4. Asenna seuraavat:
a) eDP-kaapeli
b) naytdn saranat
c) nayttopaneeli
d) nayton kehys
e) nayttdkokoonpano
f) virtajohto
g) WLAN-Kortti
h) akku
i) rungon suojus
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j) microSD-kortti
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Emolevy

Emolevyn irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelyé.
2. lrrota seuraavat:
a) microSD-kortti
b) rungon suojus
c) akku
d) WLAN-kortti
e) SSD-levy
f) muistimoduuli
g) jadhdytyselementti
h) tuuletin
i) virtalitanta
3. lrrota seuraavat kaapelit ja littimet:
a) Nappipariston liitin [1]
b) 1/0O-kortin kaapeli [2]
c) Kaiuttimen kaapelin liitin [3]
d) Kosketuslevyn kaapelin liitin [4]
e) Néappaimiston kaapelin liitin [5]

4. Irrota ruuvi [1], jolla eDP-pidike kiinnittyy emolevyyn.
B. Irrota eDP-pidike [2] ja irrota eDP-kaapeli [3] emolevysta.
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6. Irrota M2.0x4.0-ruuvi ja kaksi (isokantaista) M2.0x2.0-ruuvia [1] ja nosta sitten emolevya hieman [2].

7. Nosta emolevy viistosti pois tietokoneesta.
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Emolevyn asentaminen

1. Kallista emolevya hieman ja asenna se tietokoneeseen.

2. Paina emolevya [1] ja kiinnita se kdmmentukeen asentamalla yksi M2xL4-ruuvi ja kaksi (isokantaista) M2xL2-ruuvia [2].
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3. Liitd eDP-kaapeli emolevyn liittimeen [1].
4. Kohdista ja aseta EDP-kiinnike litdnnan paalle [2] ja kirista se ruuvilla [3], joka kiinnittdd emolevyn tietokoneeseen.

5. Kytke seuraavat kaapelit ja liittimet:
a) Néappaimiston kaapelin liitin [1]
b) Kosketuslevyn kaapelin liitin [2]
c) Kaiuttimen kaapelin liitin [3]
d) 1/0O-kortin kaapeli [4]
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e) Nappipariston liitin [5]

6. Asenna seuraavat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kammentuki

virtajohto

tuuletin
jaahdytyselementti
muistimoduuli
SSD-levy
WLAN-Kkortti

akku

rungon suojus
microSD-kortti

1. @l HUOMAUTUS: Emolevyn purkamisen jalkeen jiljelle jaa kimmentuki, joka on yhtendinen osa.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -menettelya.

2. lrrota seuraavat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
)

)

k)
)

microSD-kortti
rungon suojus
akku
nappiparisto
WLAN-Kkortti
SSD-levy
kaiuttimet
|/O-tytarkortti
Nappaimisto
kosketuslevy
nayttdkokoonpano
muistimoduuli

m) jaahdytyselementti
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n) tuuletin
0) virtalitanta
p) emolevy
3. Asenna kdmmentuki.

4. Asenna seuraavat:
a) emolevy
b) virtajohto
c) tuuletin
d) jadhdytyselementti
e) muistimoduuli
f) néayttdkokoonpano
g) kosketuslevy
h) nappaimistd
i) 1/O-tytarkortti
j)  kaiuttimet
k) SSD-levy
)  WLAN-kortti
m) nappiparisto
n) akku
0) rungon suojus
p) microSD-kortti
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Téassa osiossa kerrotaan Dell-jarjestelmien sisdénrakennetuista vianmaaritysominaisuuksista. Lisaksi tédssa kerrotaan
vianmaéritysmenetelmista ja niiden kaynnistdmisesta.

Aiheet:

Akun tilavalot

Jos tietokone on kytketty sdhkdpistorasiaan, akun tilan merkkivalo toimii seuraavasti:

Vuorotellen

Akun tilavalot
Wi-Fin nollaaminen

Diagnostiikan merkkivalot

M-BIST
Itsekorjaus
BIOS:in palauttaminen

Nayton sisdanrakennettu itsetesti

ePSA-diagnostiikka

vilkkuva oranssi ja
vihrea merkkivalo

Vuorotellen

vilkkuva oranssi
merkkivalo ja
tasaisesti palava
vihrea merkkivalo

Jatkuvasti

vilkkuva oranssi
merkkivalo

Merkkivalo ei pala

vihread valo palaa

Wi-Fin nollaaminen

Jos tietokone ei voi muodostaa verkkoyhteyttd Wi-Fi-ongelman vuoksi, Wi-Fin nollaaminen saattaa korjata ongelman. Voit nollata Wi-Fin

seuraavasti:

@l HUOMAUTUS: Joidenkin internetpalveluntarjoajien modeemi ja reititin ovat yhtendinen laite.

NOoO g NN

Sammuta tietokone.

Katkaise modeemista virta.
Katkaise reitittimesta virta.

Odota 30 sekuntia.
Kaynnista reititin.
Kaynnistd modeemi.
Kaynnista tietokone.

Tilapdinen akkuvirhe nykyista verkkolaitetta kaytettdessa.

Vakava akkuvirhe nykyista verkkolaitetta kaytettdessa.

Akku tdydessa lataustilassa nykyista verkkolaitetta kaytettdessa.

Akku lataustilassa nykyista verkkolaitetta kaytettdessa.

Kannettavaan tietokoneeseen on kytketty muu kuin Dellin valmistama verkkolaite, jota ei tueta.

Diagnostiikka

Diagnostiikka
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Diagnostiikan merkkivalot

Aanimerkkien sijaan virhekoodit ilmaistaan akun varaustason/tilan kaksivarisen merkkivalon avulla Valon valdhdyskuviota koostuu oranssin
ja sitten valkoisen valon valahdyksista. Kuvio toistuu tdman jalkeen.

Vianmaarityksen valokuvio koostuu kaksinumeroisesta luvusta. Oranssin valon valahdykset ilmaisevat ensimmaisen numeron (1-9), jota
seuraa 1,5 sekunnin mittainen tauko. Sen jalkeen valkoisen merkkivalon véldhdykset imaisevat toisen numeron (1-9) . Valdhdykset
taukoavat kolmen sekunnin ajaksi, minka jalkeen kuvio toistuu. Yksittdinen valon valahdys kestéa 1,5 sekuntia.

Jérjestelma ei sammu, kun vianmaarityskoodeja naytetaan.

Merkkivalon muut toiminnot eivéat ole kaytdssa, jos merkkivaloa kdytetdan vianmaarityskoodien nadyttamiseen. Esimerkiksi kannettavissa
tietokoneissa akun alhaisesta varaustasosta tai akkuvirheesta ilmoittavia merkkivaloja ei ndytetd vianmaarityskoodien ndyttadmisen aikana.

Taulukko 8. Diagnostiikan merkkivalot

Vialahdyskuvio Ongelman kuvaus Ehdotettu ongelman ratkaisu

Keltain Valkoi

en nen

2 1 Suoritinvika Asenna emolevy.

2 2 Emolevyn vika (kattaa BIOS-viat ja ROM-virheet) Paivitd BIOS uusimpaan versioon. Jos ongelma
jatkuu, vaihda emolevy.

2 3 Muistia/RAM:ia ei havaittu Varmista, ettd muistimoduuli on asennettu
oikein. Jos ongelma jatkuu, vaihda
muistimoduuli.

2 4 Muisti- tai RAM-vika Asenna muistimoduuli.

2 5 Asennettu virheellinen muisti Asenna muistimoduuli.

2 6 Emolevy-/piirisarjavika Asenna emolevy.

2 7 LCD-nayttovika Vaihda nayttdmoduuli.

2 8 Nayton virtakiskon virhe Asenna emolevy.

3 1 CMOS-paristovika Vaihda RTS-paristo.

3 2 PCI- tai ndytdnohjain-/siruvika Asenna emolevy.

3 3 BIOS-palautuslevynkuvaa ei [6ydy Paivita BIOS uusimpaan versioon. Jos ongelma
jatkuu, vaihda emolevy.

3 4 BIOS-palautuslevynkuva l6ytyy, mutta se on virheellinen Paivitd BIOS uusimpaan versioon. Jos ongelma

jatkuu, vaihda emolevy.

Jos vianmaéarityskuvio koostuu kahdesta oranssista ja kahdeksasta valkoisesta valahdyksesta, kytke jéarjestelmaan ulkoinen naytto
maarittaaksesi, johtuuko vika emolevysta vai ndyténohjaimesta.

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test, sisddnrakennettu itsetesti) -tydkalu tunnistaa emolevyn viat entistékin tarkemmin.

®

HUOMAUTUS: M-BIST voidaan kdaynnistda manuaalisesti ennen kdynnistyksen yhteydessa suoritettavaa POST (Power
On Self Test) -itsetestia.

M-BIST-testin suorittaminen
®

HUOMAUTUS: M-BIST on kadynnistettava, kun jarjestelma on sammutettu ja kun se kytketty joko verkkovirtaan tai sen
akussa on virtaa.

1. Voit k&ynnistdad M-BIST-testin painamalla samanaikaisesti ndppaimistdn M-nappainté ja jarjestelman virtapainiketta.
2. Kun M-nappéin ja virtapainike ovat painettuna, akun merkkivalo voi olla kahdessa tilassa:

a. POIS PAALTA: Emolevyssé ei havaittu vikoja.
b. ORANSSI: Vilkkuva oranssi valo ilmaisee, ettd emolevyssa on vika.
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Itsekorjaus

Esittely

ltsekorjausvaihtoehdon avulla voit palauttaa Dell Latitude -jarjestelman, jonka POST-testaus ei kdynnisty, joka ei kdynnisty tai jonka
kuvasignaali ei toimi.

Itsekorjausohjeet

Irrota ensisijainen akku ja virtalahde.

Irrota CMOS-paristo

Pura jadnnosvirta. Paina virtapainiketta 10 sekuntia tai 8la koske jarjestelmaan 45 sekuntiin.
Varmista, ettd CMOS ja ensisijainen akku on irrotettu jarjestelmasta.

Kytke virtaldhde. Jarjestelma kaynnistyy automaattisesti, kun virtaldhde kytketaan.

SIS NN

Jéarjestelman ndyttd on hetken aikaa tyhja, minka jalkeen jarjestelma sammuu automaattisesti. Pidd merkkivaloja (virta, Wi-Fi ja
kiintolevy) silmalla. Niiden pitaisi kdynnistya.
Jarjestelma yrittaa uudelleenkaynnistysta kahdesti ja taydellista kdynnistysta kolmannella kerralla.

o N

Aseta CMOS ja virtaldhde takaisin jéarjestelmaan.
9. Jos itsekorjaus korjaa virheen, péivita jarjestelmaan BIOS:in uusin versio ja suorita ePSA-diagnostiikka varmistaaksesi, etta jarjestelma

toimii oikein.
@ HUOMAUTUS:
+ Varmista aina laitteistoa asentaessasi tai irrottaessasi, etta kaikki data on varmuuskopioitu.
+ Katso osien irrotus- ja asentamisohjeet asennus- ja purkamisohjeista.

+ Lue turvallisuusohjeet ennen kuin suoritat toimenpiteita tietokoneelle.

Tuetut Latitude-mallit

@ HUOMAUTUS:

+ Suorita itsekorjaus aina ennen emolevyn vaihtamista.

+ Latitude-jarjestelmien itsekorjausta ei tarvitse suorittaa, jos jarjestelma on purettava nappipariston kasittelya varten.

+ Latitude E7 -sarjan (XX70) ensimmainen vianmaaritysvaihe on BIOS Recovery 2.0:n suorittaminen.

+ Itsekorjaukseen liittyvaa vianmaaritysta nopeuttaa se, etta jarjestelmaa ei tarvitse koota. Teknikot voivat kdynnistaa
itsekorjauksen silloinkin, kun emolevy on paljaana.

+ Al3 koske paljaisiin osiin tai emolevyyn, jotta oikosulku tai staattinen sihkd ei vahingoita niita.

+ Jos itsekorjaus ei voi palauttaa jarjestelmaa virheen jalkeen, vaihda emolevy.
@ HUOMAUTUS:

Asiakaspalvelijat: Asiakaspalvelijoiden tulee rohkaista asiakkaita suorittamaan itsekorjaus, jotta emolevyn vioittumisesta
voidaan varmistua. Jos asiakas ei osaa suorittaa itsekorjausta, asia on mainittava 5GL-raportissa. Opasta
kenttateknikkoa suorittamaan itsekorjaus ennen muita korjaustoimenpiteita. Jos itsekorjaus epdonnistuu, opasta
teknikkoa suorittamaan muut vianmaaritysvaiheet ennen osan vaihtamista.

Kenttdteknikot: Latitude-jarjestelmien itsekorjaus on suoritettava ennen muita korjaustoimenpiteita. Jos itsekorjaus
epdonnistuu, suorita muut vianmaaritysvaiheet ennen osan vaihtamista. Kirjaa itsekorjauksen tulos (onnistui/
epdonnistui) palvelupyynnén lokiin.
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BIOS:in palauttaminen

BIOS:in palauttaminen on tarkoitettu jarjestelman BIOS:in korjaamiseen. Palauttamista ei voi kdyttaa, jos kdynnistysasema on vioittunut.
BIOS:in palauttaminen ei onnistu, jos EC tai ME on vioittunut tai jos jarjestelman laitteistossa on vikaa. BIOS:in palautuslevynkuva on
sijoitettava kdynnistysaseman salaamattomalle osiolle.

BlIOS:in vanhan version palautusominaisuus

Kiintolevylle tallennetaan kaksi BIOS-palautuslevynkuvan versiota:

Kaytossa oleva BIOS (vanha)
Paivitettava BIOS (uusi)

Vanha versio on jo tallennettu kiintolevylle. BIOS lisaa kiintolevylle uuden version, sailyttda vanhan version ja poistaa muut versiot.
Esimerkiksi AOO- ja AO2-versiot on jo tallennettu kiintolevylle, ja AO2 on talla hetkelld kdytossa oleva BIOS-versio. BIOS lisédd AO4-version,
séilyttdad A02:n ja poistaa AOO:n. Kahden BIOS-version saatavuus mahdollistaa vanhan BIOS:in palautusominaisuuden.

Jos palautustiedostoa ei voida tallentaa (kiintolevytila on loppu), BIOS ilmoittaa tasta kayttajalle. Imoitus poistetaan, jos palautustiedoston
tallentaminen on mydhemmin mahdollista. BIOS ilmoittaa kayttajalle POST -itsetestin ja BIOS-maarityksen aikana, jos BIOS:in
palautustiedosto on vioittunut. BIOS-palautus ei ehk& onnistu kiintolevyn avulla. Se voi kuitenkin vield onnistua USB-tallennuslaitteen avulla.

USB-avain: juurihakemisto tai \

BIOS_IMG.rcv: USB-avaimelle tallennettu palautuslevynkuva.

BlIOS:in palauttaminen kiintolevylta
O,

HUOMAUTUS: Varmista, etta olet ladannut Dell-tukisivustolta BIOS:in edellisen ja uusimman version ja ettd molemmat
versiot ovat kdytettavissa.

®| HUOMAUTUS: Varmista, ettéa tiedostotyyppien paatteet ovat nakyvilla kdyttojarjestelmassa.

1. Avaa BIOS-péivitystiedostojen (.exe) tiedostosijainti.

2. Anna aiemman BIOS-version tiedostonimeksi BIOS_PRE.rcv ja uuden verson nimeksi BIOS_CUR.rcv.
Jos uusimman version tiedostonimi on esimerkiksi PowerEdge_T30_1.0.0.exe, anna sen nimeksi BIOS_CUR.rcv. Jos vanhan verson
tiedostonimi on esimerkiksi PowerEdge_T30_0.0.9.exe, anna sen uudeksi nimeksi BIOS_PRE.rcv

@ HUOMAUTUS:

a. Jos kiintolevy on uusi, sille ei ole asennettu kayttojarjestelmaa.
b. Jos kiintolevy on ositettu Dellin tehtaalla, se sisdltda palautusosion.
3. lIrrota kiintolevy ja asenna se toiseen jarjestelmaan, jossa on taysin toimiva kayttojarjestelma.
4. Kaynnista jarjestelma. Kun Windows-kayttojarjestelma on latautunut, kopioi BIOS-palautustiedosto kiintolevyn palautusosioon
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
a) Avaa Windowsin komentorivi-ikkuna.
b) Kirjoita komentoriviin diskpart kaynnistaaksesi Microsoft DiskPart-apuohjelman.

c) Kirjoita komentoriviin list disk ndhdaksesi saatavilla olevien kiintolevyjen luettelon.
Valitse Vaiheessa 3 asennettu kiintolevy.

d) Kirjoita komentoriviin list partition ndhdaksesi kyseisen kiintolevyn kaytettévissa olevat osiot.
e) Valitse osio 1, joka on palautusosio. Osion koko on 39 Mt.
f) Kirjoita komentoriviin set id=07 maarittadksesi osion tunnuksen.
@ HUOMAUTUS: Osio nakyy kayttojarjestelmassa Paikallinen levy (E), ja siltd voidaan lukea ja sille voidaan kirjoittaa
tietoja.
g) Luo seuraavat kansiot Paikallinen levy (E) -asemaan: E:\EFI\Dell\BIOS\Recovery.
h) Kopioi molemmat BIOS-tiedostot (BIOS_CUR.rcv ja BIOS_PRE.rcv) Paikallinen levy (E) -aseman palautuskansioon.
i) Kirjoita Komentorivi-ikkunan DISKPART-kehotteeseen set id=DE.
Kun komento on suoritettu, kayttojarjestelma ei voi kdyttaé Paikallinen levy (E) -osiota.
B. Sammuta jarjestelma, poista kiintolevy ja asenna se alkuperdiseen jarjestelmaan.

6. Kaynnista jarjestelman maaritysohjelma. Varmista Maintenance (huolto) -osiossa, ettéd BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS:in
palauttaminen kiintolevyltd) on kaytdssa BIOS Recovery (BIOS:in palauttaminen) -kohdassa.
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7. Sammuta jarjestelma painamalla virtapainiketta.

8. Kaynnist4 jarjestelmé painamalla virtapainiketta, kun Ctrl- ja Esc-ndppéimet ovat painettuna. Pida Ctrl- ja Esc-ndppéimia painettuna,
kunnes BIOS Recovery Menu (BIOS:in palautusvalikko) -sivu avautuu.
Varmista, ettéd Recover BIOS (Palauta BIOS) -painike on valittu, ja valitse sitten Continue (Jatka) kaynnistadksesi BIOS:in
palauttamisen.

BlIOS:in palauttaminen USB-ohjaimen avulla
®| HUOMAUTUS: Varmista, etta tiedostotyyppien paatteet nakyvat kidyttojarjestelmassa.

®| HUOMAUTUS: Lataa BIOS:in uusin versio Dellin tukisivustolta ja tallenna se jarjestelmaan.

1. Avaa lataamasi BIOS-paivitystiedoston (.exe) tiedostosijainti.

2. Anna tiedoston nimeksi BIOS_IMG.rcv.
Jos tiedoston nimi on esimerkiksi PowerEdge_T30_0.0.5.exe, anna sen nimeksi BIOS_IMG.rcv

3. Kopioi BIOS_IMG.rcv USB-avaimen juurihakemistoon.

4. Jos USB-ohjainta ei ole liitetty, liitd se, kdynnista jarjestelma uudelleen, paina F2 avataksesi jarjestelman maaritysohjelman ja sammuta
jarjestelma sitten painamalla virtapainiketta.

B. Kéynnista jarjestelma.

6. Pida virtapainiketta painettuna ja paina Ctrl+Esc-n&ppaimia jarjestelman kaynnistyessa, kunnes BIOS Recovery Menu (BIOS:in
palautusvalikko) -valintaikkuna avautuu.

7. Kaynnisté BIOS:in palautus valitsemalla Continue (Jatka).
@ HUOMAUTUS: Varmista, ettd Recovery BIOS (Palautus-BIOS) -vaihtoehto on valittu BIOS Recovery Menu (BIOS:in

palautusvalikko) -valintaikkunassa.
8. Valitse BIOS-palautustiedoston tiedostosijainti USB-avaimella (juurivalikko tai \) ja noudata naytoélle tulevia ohjeita.

Nayton sisaanrakennettu itsetesti

Yleiskatsaus: Nayton sisaanrakennettu itsetesti (Built-in
Self Test, BIST)

Kannettavissa Dell-tietokoneissa on sisdanrakennettu vianmaaritystyokalu. Jos tietokoneen naytdssé iimenee vikaa, vianmaaritystyokalun
avulla voit paatelld, johtuuko vika ndytdsté, ndytdnohjaimesta vai tietokoneen asetuksista.

Jos ndyton kuva vilkkuu, vaaristyy, sumenee tai haalistuu tai jos ndytdssa nakyy vaaka- tai pystysuoria viivoja, varmista sisddnrakennetun
itsetestin (BIST) avulla, johtuvatko ongelmat itse ndytosta.

Nayton sisaanrakennetun itsetestin kaynnistaminen

Sammuta kannettava Dell-tietokone.
Irrota kannettavaan tietokoneeseen liitetyt oheislaitteet. Kytke kannettavaan tietokoneeseen ainoastaan verkkolaite (laturi).
Varmista, etta naytdn pinta on puhdas pdlyhiukkasista.

Pida D-ndppé&inta painettuna ja kdynnista kannettava tietokone kaynnistaéksesi ndytdn sisddnrakennetun itsetestin. Pida D-néappainta
painettuna, kunnes néet naytolla varipalkkeja.

Naytolle tulee useita erivarisia palkkeja. Koko ndytolld ndytetdén punaisia, vihreité ja sinisia palkkeja.
Tarkista, ovatko varit normaalit.
7. Poistu itsetestista painamalla Esc.

Ao e

oo

@ HUOMAUTUS: Dell ePSA -diagnostiikka kdynnistdaa ndyton itsetestauksen ensimmaisena. Kadyttdjdn on vahvistettava,
toimiiko ndyttd normaalisti.
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ePSA-diagnostiikka

ePSA-diagnostiikka (jarjestelmadiagnostiikka) suorittaa laitteiston taydellisen tarkistuksen. ePSA on osa BIOS:ia, ja se kédynnistetédan
BIOS:ista siséisesti. Kiinte4 jarjestelmén diagnoosi tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille tai laiteryhmille, joilla voidaan

Suorita testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa

Toista testit

Avaa tai tallenna testien tulokset

Naet lisaa testivaintoehtoja suorittamalla l&pikotaiset testit. Niiden avulla saat lisa tietoa vioittuneista laitteista.
Katso tilaviesteista, onnistuiko testien suorittaminen

Katso virheilmoituksista testauksen aikana iimenneet virheet

@ HUOMAUTUS: Enhanced Pre-boot System Assessment -ikkuna avautuu. Se sisdltaa kaikki tietokoneessa havaitut
laitteet. Diagnostiikka suorittaa kaikkien havaittujen laitteiden testauksen.

ePSA-diagnoosin suorittaminen

Aloita diagnostiikka jommallakummalla alla ehdotetuista menetelmista:

Napauta ndppaimiston F12-nappéinta, kun Dell-kdynnistyskuva tulee nékyviin, kunnes saat Diagnostic Boot Selected (diagnostiikan
kaynnistys valittu) -viestin.

Valitse kertakdynnistysvalikosta ylos- ja alas-nuolinéppéimillé Diagnostics (diagnostiikka) -vaihtoehto ja paina sitten Enter.
Pidé Fn-toimintondppainta painettuna ja kdynnisté jarjestelmé painamalla virtapainiketta.

ePSA-kayttoliittyma

Tama osio sisaltaa tietoa ePSA 3.0:n Basic- (perus) ja Advanced (edistynyt) -nakymista.

ePSA:n perusndkymé avataan kédynnistettéessa. Voit vaihtaa edistyneeseen nakyméaén ndyton alareunassa olevan nuolikuvakkeen avulla.
Havaitut laitteet ndytetdan edistyneen ndkyméan vasemmassa sarakkeessa. Valitut testit voidaan siséllyttaa tai sulkea pois vain
vuorovaikutteisessa tilassa.

ePSA-perusnakyma

Perusnakymassé on yksinkertaiset hallintavaihtoehdot, joiden avulla diagnostiikan kynnistdminen tai lopettaminen on helppoa.
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Edistynyt ePSA-ndakyma

Edistynyt nakyma mahdollistaa tarkemman testien kohdistamisen ja sisaltdd enemman tietoja jarjestelman yleisesta kunnosta. Voit avata
taméan ndkyman pyyhkaisemalla sormella vasemmalle (jos jarjestelméssa on kosketusndyttd) tai napsauttamalla perusndkyman oikeassa
alakulmassa olevaa Seuraava-painiketta.
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Tietyn laitteen testaaminen tai tietyn testin suorittaminen

1. Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja napsauta Yes (Kylld) pys8yttaaksesi diagnoosin.

2. Valitse laite vasemmasta ruudusta ja napsauta Run Tests (Suorita testit) tai siséllyta tai sulje pois haluamasi testit Advanced Option
(Edistyneet asetukset) -vaihtoehdon avulla.

ePSA-virheilmoitukset

Kun Dellin ePSA-diagnostiikka havaitsee virheen kaytdn aikana, testi keskeytetdan ja esiin tulee seuraava ikkuna:
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Memory errors detected, but successiully resolved. Location: DIMBA A&

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell. comfdiagnostics or with technical support. Use a mobile device to
scan the QR code to continue troubleshooting.

Semice Tag BIOS T39
Error Code @ 20000121 [\%
Walidation : G6649

Continue testing?

yes |[[_No ][ Remy {x

Jos vastaat Yes (Kylld), diagnostiikka testaa seuraavan laitteen ja virheen tiedot siséllytetédan yhteenvetoon.
Jos vastaat No (Ei), diagnostiikka ei suorita testeja jaljelld oleville testaamattomille laitteille.
Jos vastaat Retry (Yritad uudelleen), diagnostiikka ohittaa virheen ja suorittaa viimeisen testin uudelleen.

Tallenna virhekoodi vahvistuskoodin tai skannatun QR-koodin avulla ja ota yhteytta Delliin.
@ HUOMAUTUS: Diagnostiikassa on uusi mykistysominaisuus, joka poistaa virheista ilmoittavan piippauksen kaytosta.

Mykistys voidaan ottaa kayttoon napsauttamalla virheikkunan oikeassa alakulmassa olevaa _‘X

@ HUOMAUTUS: Eriille laitteille suoritettavat testit vaativat kayttajalta toimia. Ald koskaan poistu tietokoneen ddresta
diagnostiikkatestien suorittamisen aikana.

Vahvistustyokalut

Tama osio siséltaa tietoa ePSA-virhekoodien vahvistamisesta.
Virhekoodit voidaan vahvistaa kahdella eri tavalla:

ePSA-vahvistustyokalulla verkossa
skannaamalla QR-koodi dlypuhelimen QR-koodinlukijalla.

ePSA-koodin tarkistus verkossa

Kayttoopas

1. Virhekoodi haetaan ePSA-virheikkunasta.
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Hard Drwve - Mo Hard Drive detected

Continue troubleshooting the system with the information provided below at
dell comfdiagnostics or with techmical suppart. Use a mabile device to
scan the OR code to continve troubleshooting.

0 Semice Tag . 8105 0.4.1
Emor Code : 200040141
Walidation : 125870

Confinue testing?

[ %s |8 [ By ] <

2. Siirry Online ePSA Validation Tool (ePSA-vahvistustydkalu verkossa) -kohtaan.

:J '@' hittp:/Swww.dell.com/support/home/us/en/04/epsa

3. Kirjoita virhekoodi, vahvistuskoodi ja huoltotunnus.. Osan sarjanumero ei ole pakollinen.

Error Code (without Error Code (without 2000-prefix)
2000-prefix) *

Validation Code * | Validation Code

Service Tag [ * | Service Tag

Fart Serial # (optional) Part Serial # (optional)

View System Requirements and Privacy And Legal Information

HUOMAUTUS: Anna virhekoodin 3 tai 4 viimeista numeroa.. (jos virhekoodi on esim. 2000-0142, voit kirjoittaa 0142
tai 142.)

4. Valitse Submit (Laheta), kun olet antanut vaaditut tiedot.
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https://www.dell.com/support/home/us/en/04/Pre-boot-Analysis

Error Code (without 011
2000-prefix) *

Validation Code * 125870

Service Tag [ *

Fart Serial # (optional) Part Serial #

View System Requirements and Privacy And Legal Information

Esimerkki oikeanlaisesta virhekoodista

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tag Express Service Lode: 8

Add o My Preduscts Lt

W differens peoduct
@ Manuals l::-_-:] Waavanty @ Syitem confliguration

Diagnostics
n Vousr system is cumently Out of Wananty, Flease contact Dell Technical Support for further
msistand.

Support topics &

articles Result: Issues Found.

Dri"u"e rs & dDW n I.Dadﬂ four result risquines attention. Reviev the affected hardvane balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may be presented with a request Lo replace pats,

General maintenance Cloar results

4 Meeds Attention: System maintenance -

Parts & accessories

Heads Attention

A patential emar has boen found. Click here tbo view & IS0 of steps that can help resolve your

1551

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervar Code Serial # Aegult
EPSA 141 @ Fadled

Kun olet antanut oikeat tiedot, verkkotydkalut siirtédvat kayttajan ylla olevaan nayttdon, joka siséltéda seuraavat tiedot:

virhekoodin vahvistus ja tulos
ehdotettu varaosa
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onko Dellin takuu voimassa
tapausnumero, jos huoltotunnukseen liittyy avoimia tukitapauksia.

Esimerkki virheellisesta virhekoodista

Error Code (without 01<H
2000-prefix) *

Validation Code * | 123456

Service Tag ™

Part Serial # (optional) | Part Serial # (optional)

A You have entered an invalid ePSA request, please check your details and try again.

Koodin tarkistus QR-sovelluksella

Verkkotyokalun liséksi asiakas voi vahvistaa virhekoodin myds skannaamalla QR-koodin alypuhelimen QR-sovelluksella.

1. QR-koodi haetaan ePSA-virhenaytolta.

2. QR-koodi voidaan skannata millé tahansa alypuhelimen QR-koodinlukusovelluksella.
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Place a barcode inside the viewfinder rectangle to scan it

3. QR-koodinlukusovellus skannaa koodin ja luo automaattisesti linkin. Jatka napsauttamalla linkkié.
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f r
i i Barcode Scanner HISTORY

https://www.dell.com/support/diagnostics/ePSA/
QRScan/ '0141/125870/

Metadata L

Open browser Share via email Share via SMS

Luotu linkki siirtda asiakkaan Dellin tukisivustolle, joka siséltda seuraavat tiedot:

virhekoodin vahvistus ja tulos

ehdotettu varaosa

onko Dellin takuu voimassa

tapausnumero, jos huoltotunnukseen liittyy avoimia tukitapauksia.
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E} Manuals

Diagnostics

Support topics &
articles

Drivers & downloads

General maintenance

Parts & accessories

Vostro 20 All-in-One 3055
Service Tog Express Service Code; 8

Add o My Predhects Lint

b

a different peoduct

Warranty (=) System configuration

.ﬂ. Vouer system s cumently Out of Wamanty, Flease contact Dell Technical Support for further

amssistandoe.

Result: Issues Found.

four result risquines attention. Review the affected hardvare balow and follow the instructions to

vroubleshoot problems or you may b2 presented with a request [0 replace pats.,

A\ Needs Attention: System maintenance

Heeds Attention

Clead results

& potential emor has been found, Click here sto view & list of speps that can help resolve your

AT U

See full scan results.

Diagnostics Completed

Hardware
Diagrioatic Marme Ervor Code Serial #
EPSa, 141

Resulr

© Fadled
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Avun saaminen

Aiheet:

Dellin yhteystiedot

Dellin yhteystiedot

®

Dell

tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut

palvelut eivat valttdmatta ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1.

2.
3.
4

106

Siirry osoitteeseen Dell.com/support.

Valitse tukiluokka.

Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta Choose A Country/Region (Valitse maa/alue) -luettelosta
Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.

Avun saaminen

HUOMAUTUS: Jos kaytossasi ei ole Internet-yhteytta, kdyta ostolaskussa, lahetysluettelossa, laskussa tai Dellin
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